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Visao geral do sistema Dell PowerEdge R860

O sistema PowerEdge R860 é um servidor 2U compativel com:

@.

Com 4 Processadores escalaveis Intel® Xeon® de 42 geragdo com 60 nlcleos

64 slots de DIMM DDRb5, compativel com no méaximo 16 TB

2 fontes de alimentag&o CA ou CC com redundancia 1+1

Com 8 unidades de 2,5 polegadas SAS/SATA (disco rigido/SSD)

Com 8 x EDSFF E3.S com NVMe de 59 geracéo

16 unidades de 2,5 polegadas SAS/SATA/NVMe (disco rigido/SSD)

24 unidades de 2,5 polegadas SAS/SATA/NVMe (disco rigido/SSD)

16 unidades de 2,5 polegadas SAS/SATA (disco rigido/SSD) + 8 unidades de 2,5 polegadas NVMe (SSD)

Com 24 unidades de 2,5 polegadas SAS/SATA (disco rigido/SSD) + 2 unidades de 2,5 polegadas (traseiras) SAS/SATA/NVMe (disco
rigido/SSD) ou 4 x EDSFF E3.S (traseiras) com NVMe de 52 gerag&o (SSD)

Slots de expanséo habilitados para PCl Express® (PCle) 5.0

Tecnologias de interface de rede para cobrir a placa de interface de rede (NIC)

NOTA: Para ver mais informagdes sobre como trocar o dispositivo NVMe PCle SSD U.2 de troca a quente, consulte o Guia do
usudrio do Dell Express Flash NVMe PCle SSD em > Procurar todos os produtos > Infraestrutura > Infraestrutura do data
center > Adaptadores e controladores de armazenamento > Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCle SSD > Selecionar
este produto > Documentacdo > Manuais e documentos.

NOTA: Neste documento, todas as instancias de unidades SAS, SATA, NVMe s&o chamadas de unidades, a menos que seja
especificado de outra forma.

CUIDADO: Nao instale GPUs, placas de rede ou outros dispositivos PCle no sistema que ndo sejam validados e testados
pela Dell. Os danos causados por instalacdo de hardware nédo autorizado e invalidado anularéo e invalidarédo a garantia do
sistema.

Topicos:

C

Clie

Cargas de trabalho principais
Novas tecnologias

argas de trabalho principais

ntes que buscam computacdo acelerada para maximizar o desempenho em arquitetura de servidor densa e escalavel para atender aos

seguintes aplicativos:

N

SAP/HANA, Oracle, SQL

Banco de dados, ERP, CRM, lote
Data warehouse, business intelligence
Virtualizagdo/VM e VDI

IA, HPC e ML/DL

ovas tecnologias

Tabela 1. Novas tecnologias

Tecnologia Descricado detalhada

Processadores escalaveis Intel® Xeon® de 42 geracdo Contagem de nucleos: com 60 por processador

Velocidade de UPI: 4 links por CPU, velocidade: 12,8 GT/s, 14,4
GT/s,16 GT/s

Visdo geral do sistema Dell PowerEdge R860 5



Tabela 1. Novas tecnologias (continuacdo)

Tecnologia

Descricédo detalhada

Numero méaximo de pistas PCle por CPU: 80 pistas PCle 5.0
integradas a 32 GT/s PCle de 59 geracédo

TDP maxima: 350 W

Memodria DDR5 de 5.600 MT/s

Méx. de 16 DIMMs por processador e 64 DIMMs por sistema

Compativel com RDIMM ECC DDR5

Geracdo da PCle

59 geragdo a 32 GT/s

Slot de PCle Qito slots de 52 geracao (x16)
E/S flexivel Placa LOM, 2 de 1 Gb com controlador de LAN BCM5720 (opcional)
E/S traseira com:
e 1 porta Ethernet do iDRAC dedicada
e 1xUSB3.0
e 1USB20
e 1 porta VGA (opcional para configuragdo de refrigeragéo a
liquido direta)
Porta serial (opcional) com placa STD RIO
OCP mezanino 3.0 (compativel com pistas PCle x168) (opcional)
E/S frontal com:
e 1USB20
e 1 porta iDRAC Direct (Micro AB USB)
e 1porta VGA
CPLD de 1 fio Compativel com dados de payload do PERC frontal, Riser, BP e E/S
traseira para BOSS N1 e iDRAC.
PERC dedicado PERC 11
e H355, H755
PERC 12
e HI65i e HI65e
RAID de Software OS RAID/S160

Fontes de alimentacdo

A dimens&o de 60 mm é o novo formato de PSU em um design de
15 G.

CA/CCAT Titanium de 1100 W
CA/CCAT Platinum de 1.400 W
CA/CCAT Titanium de 1.800 W

PSU de dimens&o de 86 mm

CA/CCAT Platinum de 2.400 W
CA/CCAT Titanium de 2.800 W
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Recursos do sistema e comparacao de
geracoes

A tabela a seguir mostra a comparagéo entre o PowerEdge R860 e o PowerEdge R840.

Tabela 2. Comparacao de recursos

Recursos

PowerEdge R860

PowerEdge R840

Processadores

4 processadores escalaveis Intel® Xeon® de 42
geragao

4 processadores escalaveis Intel® Xeon® de 22 geracdo

Interconexdo do
processador

Intel Ultra Path Interconnect (UPI)

Intel Ultra Path Interconnect (UPI)

Memoria

e 64 RDIMMs DDR5
e 4.800 MT/s (1DPC)/4.400 MT/s (2 DPC)

48 DIMMs RDIMM/LRDIMM DDRA4
24 PMem (Intel Optane Persistent Memory)
12 NVDIMMs

Controladores de
armazenamento

PERC 11G: H755, H355
PERC 12G: H965i, H965e
HBA 11: HBA355i, HBA355e
HBA 12: HBA 465i, HBA 465¢
BOSS-N1

Software RAID: S160

PERC 9G: H330, H730p

PERC 10G: H740p, H840

HBA 9: HBA330, HBA SAS de 12 Gbps
Adaptador BOSS

Software RAID: $140

Modulo SD duplo interno

Compartimentos de
unidades

Compartimentos frontais:

e 2,5 polegadas - SAS de 24 Gb, SATA de 6 Gb
o 2.5 polegadas - NVMe de 32/49 geragédo

o EDSFF E3.S - NVMe de 59 geracéo

Compartimento traseiro:

o 25 polegadas - SAS de 24 Gb, SATA de 6 Gb
e NVMe de 32/49 geragéo
e EDSFF E3.S - NVMe de 52 geragéo

Compartimentos frontais:
e 2.5 polegadas - SAS de 24 Gb, SATA de 6 Gb
e 2.5 polegadas - NVMe de 39/42 gerag&o

Compartimento traseiro:

e 2,5 polegadas - SAS de 12 Gb, SATA de 6 Gb

Fontes de alimentacdo

CA (Platinum): 1.400 W, 2.400 W
CA (Titanium): 1.100 W, 1.800 W, 2.800 W

e CA (Platinum): 750 W, 1100 W, 1.600 W, 2.000 W,

2400 W
CA (Titanium): 1.600 W, 2.600 W
Entrada CCBT a -48 VCC: 1100 W

Opgoes de refrigeragéo

Refrigeracéo a ar
e Refrigeracéo a liquido direta (DLC) opcional
()| NOTA: A refrigeracéo a liquido direta & uma
solug&o de rack e requer coletores de rack e
uma unidade de distribui¢&o de resfriamento
(CDU) para operar.

e Refrigeracéo a ar

Ventiladores

Ventiladores padréo (STD)

Ventiladores padréo (STD)

6 conjuntos (mddulo dual fan) de ventiladores hot
plug

Seis ventiladores hot plug

Dimenséao

Altura: 86,8 mm (3,41 polegadas)

Altura: 86,8 mm (3,4 polegadas)

Largura: 482 mm (18,97 polegadas)

Largura: 434,0 mm (17,08 polegadas)
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Tabela 2. Comparacdo de recursos (continuacao)

Recursos PowerEdge R860 PowerEdge R840
Profundidade: 883,2 mm (34,77 polegadas) com | Profundidade: 879,8 mm (34,63 polegadas) com borda
borda
Profundidade: 869,2 mm (34,22 polegadas) sem | Profundidade: 865,9 mm (34,09 polegadas) sem borda
borda
Formato Servidor em rack de 2U Servidor em rack de 2U
Gerenciamento e iDRACY e DRAC9
incorporado e iDRAC Direct e iDRAC Direct
e DRAC API RESTful com Redfish e Quick Sync 2 BLE/mddulo sem fio
e Manual de Servigo do iDRAC
e Moddulo sem fio Quick Sync 2
Borda Borda de seguranca ou borda de LCD opcionais Borda de seguranga ou borda de LCD opcionais

Software OpenManage

Plug-in do Cloud|@ para PowerEdge
OpenManage Enterprise

e OpenManage Enterprise Integration for
VMware vCenter

e OpenManage Integration for Microsoft
System Center

e OpenManage Integration with Windows
Admin Center

Plug-in do OpenManage Power Manager
Plug-in do OpenManage Services
Plug-in do OpenManage Update Manager

e OpenManage Enterprise
e OpenManage Power Center

Mobilidade

OpenManage Mobile

OpenManage Mobile

Integragdes e conexdes

OpenManage Integrations

BMC Truesight

Microsoft System Center

OpenManage Integration with ServiceNow
Red Hat Ansible Modules

Provedores Terraform

VMware vCenter e vRealize Operations
Manager

OpenManage Conexdes com o OpenManage

Integrations e IBM Tivoli Netcool/

e BMC Truesight ® OMNIbus

o Microsoft System o Micro Focus Operations
Center Manager

e Red Hat Ansible e Nagios® Core e Nagios®
Modules Xl

e \Mware vCenter

Seguranga

Firmware com assinatura criptografada
Criptografia de dados em repouso (SEDs com
gerenciamento de chaves local ou externa)
Inicializag&o segura

Verificagdo de componente seguro
(verificagéo de integridade do hardware)
Apagamento seguro

Raiz de confianga de silicio

Blogueio do sistema (requer iDRAC9
Enterprise ou Datacenter)

e TPM 2.0 FIPS, certificado CC-TCG, TPM 2.0
China NationZ

Firmware com assinatura criptografada
Inicializag&o segura

Apagamento seguro

Raiz de confianga de silicio

Blogueio do sistema (requer iDRAC9 Enterprise ou
Datacenter)

e TPM1.2/2.0, TCM 2.0 opcional

NIC integrada

Placa LOM 2 x 1 GbE (opcional)

Placa auxiliar de rede 4 x 1 GbE (opcional)

Opgdes de rede OCP x16 (opcional) Mezz 3.0 N/D
@ NOTA: O sistema permite que uma placa
LOM, uma placa OCP ou ambas sejam
instaladas.
Opgoes de GPU N/D Com 2 GPUs de largura dupla ou 2 FPGAs de altura

completa

8 Recursos do sistema e comparaciao de geracdes




Tabela 2. Comparacdo de recursos (continuacao)

e 8 slots PCle de 52 geracgéo
e 4 slots PCle de 49 geracéo

Recursos PowerEdge R860 PowerEdge R840
Portas Portas frontais Portas traseiras Portas frontais Portas traseiras
e 1USB20 e 1USB20 e 2USB20 e 2USB3.0
e 1VGA e 1 porta Ethernet/ e 1USB 3.0 (opcional) |e 1porta Ethernet/iDRAC
e 1 porta micro iDRAC Direct o 1VGA Direct
USB dedicadapara |e 1xUSB 3.0 e 1 porta micro USB e 1 porta serial (opcional)
iDRAC e 1porta serial dedicada para iDRAC [ e 1VGA
(opcional)
e 1VGA (opcional
para configuragéo
de refrigeracédo a
liquido)
Porta interna: 1 porta USB 3.0 Porta interna: 1 porta USB 3.0
PCle 8 slots de PCle 6 slots PCle de 39 geracédo

Sistema operacional e
hypervisors

Canonical Ubuntu Server LTS

Microsoft Windows Server com Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

VMware ESXi

Para ver especificagdes e detalhes de
interoperabilidade, consulte a pagina Sistemas
operacionais Dell Enterprise em Servidores,
armazenamento e sistema de rede em Dell.com/
OSsupport.

Canonical Ubuntu Server LTS

Citrix Hypervisor

Microsoft Windows Server LTSC com Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux

VMware ESXi

Para ver especificacdes e detalhes de interoperabilidade,
consulte a pagina Sistemas operacionais Dell Enterprise
em Servidores, armazenamento e sistema de rede em
Dell.com/OSsupport.

Recursos do sistema e comparaciao de geracdes



https://www.dell.com/support/contents/en-us/article/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/enterprise-resource-center/server-operating-system-support
https://www.dell.com/support/contents/en-us/Category/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/enterprise-resource-center/
https://www.dell.com/support/contents/en-us/article/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/enterprise-resource-center/server-operating-system-support
https://www.dell.com/support/contents/en-us/article/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/enterprise-resource-center/server-operating-system-support
https://www.dell.com/support/contents/en-us/Category/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/enterprise-resource-center/
https://www.dell.com/support/contents/en-us/article/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/enterprise-resource-center/server-operating-system-support

Visoes e recursos do chassi

Toépicos:

¢ Vis&o frontal do sistema

e Visfo posterior do sistema

¢ Dentro do sistema

. Localizador de recursos rapido

Visao frontal do sistema

Figura 1. Visdo frontal do sistema de 24 unidades de 2,5 polegadas

N

Figura 2. Visdo frontal do sistema com 16 unidades de 2,5 polegadas

= B O F OE OH O E

Figura 4. Visédo frontal do sistema de 8 unidades EDSFF E3.S
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Visao posterior do sistema

Figura 8. Visdo posterior do sistema com refrigeracéo a liquido direta

Visoes e recursos do chassi 1"



Dentro do sistema

Figura 9. Dentro do sistema sem risers
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Figura 10. Dentro do sistema sem risers (placa PEM instalada)
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Figura 11. Dentro do sistema com risers
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Figura 12. Dentro do sistema com risers + médulo traseiro com 2 unidades de 2,5 polegadas
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Figura 13. Dentro do sistema com risers + médulo traseiro de 4 unidades EDSFF E3.S
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Figura 14. Dentro do sistema com méddulo de refrigeracao a liquido direta
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Figura 15. Dentro do sistema com médulo de refrigeracéo a liquido direta (placa PEM instalada)

Localizador de recursos rapido

O QRL em tudo (SlILs, GSG, manual de instalag&o e servigo, exceto no EST) é um QRL genérico para R860 que direciona para uma pagina
da Web do produto. Essa pagina da Web tem links para coisas como configuragéo e videos de servigo, manual do iDRAC e outras coisas
que se aplicam a plataforma. O QRL no EST é exclusivo e especifico para essa etiqueta de servigo e contera o nimero da etiqueta de
servico e a senha do iIDRAC. A etiqueta e o cddigo QRL dentro dela s&o impressos sob demanda nas fabricas L10. Este QRL leva a uma
pagina da web que mostra a configuragdo exata conforme construida para aquele cliente e a garantia especifica adquirida. Esta a um clique
do mesmo conteldo de informagao genérica que se aplica ao R860 que esta disponivel nos outros QRLs.

18 Visdes e recursos do chassi



Quick Resource Locator
Dell.com/QRL/Server/PER860

Figura 16. R860 Localizador de recursos rapido
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Topicos:

¢ Recursos do processador

Recursos do processador

Processador

A pilha de processadores escalaveis Intel® Xeon® de 42 geracao é a oferta de processador de data center de Ultima geragéo com

aumentos significativos de desempenho, aceleracdo integrada e meméria e E/S de Ultima gerag&o. O Sapphire Rapids acelera os usos dos

clientes com otimizagdes exclusivas de carga de trabalho.

A seguir, ha uma lista dos recursos e fungées que estao na oferta de processadores escaldveis Intel® Xeon® de 42 geragéo:

UPI mais rapida com quatro Intel Ultra Path Interconnect (Intel UPI) a 16 GT/s, aumentando a largura de banda multissoquete

E/S mais rapida com PCI Express 5 e 80 trilhas (por soquete)
Desempenho de memoéria aprimorado com suporte a DDR5 e velocidade de meméria de 4.800 MT/s em um DIMM por canal (1DPC) e

4.400 MT/s em dois DIMMs por canal (2DPC)

e Novos aceleradores integrados para logica analitica de dados, sistema de rede, armazenamento, criptografia e compactagdo de dados

Processadores compativeis

A tabela a seguir mostra as SKUs Intel Sapphire Rapids compativeis com o R8960.

Tabela 3. Processadores compativeis com o R860

Processador | Velocida |Cache UPI Nuacleos | Threads | Turbo Velocidade | Capacidade | TDP

de do ™M) (GT/s) da memoéria | de meméria

relégio (MT/s)

(GHz)
8490H" 19 13 16 60 120 Turbo 4.800 47TB 350 W
8468H! 21 105 16 48 96 Turbo 4.800 47TB 330 W
8460H" 22 105 16 40 80 Turbo 4.800 4TB 330 W
8454H" 21 83 16 32 64 Turbo 4.800 47TB 270 W
8450H" 2 75 16 28 56 Turbo 4.800 47TB 250 W
8444H" 29 45 16 16 32 Turbo 4.800 47TB 270 W
6448H 24 60 16 32 64 Turbo 4.800 47TB 250 W
6434H 3,7 23 16 8 16 Turbo 4.800 47TB 195 W
6418H 21 60 16 24 48 Turbo 4.800 4TB 185 W
6416H 22 45 16 18 36 Turbo 4.800 47TB 165 W

@l NOTA: N&o é recomendavel misturar processadores em configuragoes 4S.

@l NOTA: ' Somente os processadores listados acima s&o compativeis com RDIMM de 96 GB.

20 Processador




Topicos:

*  Memoria compativel

Memoéria compativel

Tabela 4. Comparacéo da tecnologia da memoéria

Subsistema de memoria

Recurso

PowerEdge R860 (DDR5)

Tipo de DIMM

RDIMM

Velocidade da transferéncia

4.800 MT/s (1IDPC), 4.400 MT/s (2DPC)

Tens&o

11V

Tabela 5. Matriz de meméria com suporte

MT/s

Tipo de DIMM Fileira Capacidade Velocidade e Velocidade de operacéo
tensdo nominal da
DIMM 1DIMM por canal |2 DIMMs por canal
(DPC) (DPC)
RDIMM 1R 16 GB DDR5 (1,1V), 4.800 |4.800 MT/s 4.400 MT/s
MT/s ou 5.600
MT/s
2R 32 GB, 64 GB DDR5 (1,1V), 4.800 |4.800 MT/s 4.400 MT/s
MT/s ou 5.600
MT/s
2R 96 GB DDR5 (1,1V), 5.600 |4.800 MT/s 4.400 MT/s
MT/s
4R 128 GB DDR5 (1,1V), 4.800 [4.800 MT/s 4.400 MT/s
MT/s
8R 256 GB DDR5 (1,1V), 4.800 [4.800 MT/s 4.400 MT/s

@l NOTA: O processador pode reduzir o desempenho da velocidade nominal do DIMM.

@l NOTA: Apenas 8 ou 16 DIMMs por processador s&o compativeis com RDIMMs de 96 GB.

@l NOTA: Alguns processadores listados na segdo processadores compativeis suportam RDIMM de 96 GB.

Subsistema de memoria
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De armazenamento

Topicos:

¢ Controladores de armazenamento

. Unidades compativeis

¢ Configuracédo de armazenamento interno
e Armazenamento externo

Controladores de armazenamento

As opg¢des de controladores RAID da Dell oferecem melhorias de desempenho, incluindo a solugédo fPERC. O fPERC tem um controlador
de hardware RAID béasico sem consumir um slot PCle usando um conector de formato pequeno e de alta densidade para a planar base. As
ofertas do Controlador PERC 16 G serdo uma forte alavancagem da familia PERC 15 G. Os niveis de desempenho de valor e valor seréo
transferidos para 16 G a partir de 15 G. Novidade para 16 G, é a oferta de nivel de desempenho Premium baseada em Harpoon. Essa oferta
high-end impulsionara o desempenho de IOPs e o desempenho aprimorado da SSD.

Tabela 6. Opcdes do controlador série PERC

Nivel de desempenho Controladora e descricédo

Entrada 3160

Valor H355, HBA355 (interno/externo), HBA465 (interno/externo)
Desempenho de valor H755

Desempenho Premium H965 (interna/externa)

NOTA: Para ver mais informagdes sobre os recursos dos Dell PowerEdge Expandable RAID Controllers (PERC), dos controladores
RAID de software ou da placa BOSS e sobre como implementar as placas, consulte a Documentagdo do controlador de
armazenamento em .

@ NOTA: A partir de dezembro de 2021, 0 H355 substituird o H345 como o controlador RAID de entrada. O H345 se tornaréa obsoleto
em janeiro de 2022.

Unidades compativeis

A tabela abaixo lista as unidades internas compativeis com o R860.

Tabela 7. Unidades compativeis

Formato Tipo Velocidade Velocidade de | Capacidades
rotacao
2,5 polegadas | vVSAS 12 Gb SSD 1,92 TB, 3,84 TB, 960 GB, 7,62 TB
2,5 polegadas | SAS 24 Gb SSD 1,92 TB, 1,6 TB, 800 GB, 3,84 TB, 960 GB, 7,68 TB
2,5 polegadas SATA 6 Gb SSD 1,92 TB, 480 GB, 960 GB, 3,84 TB
2,5 polegadas | NVMe 49 geragéo SSD 1,6 TB, 3,2 TB, 6,4 TB, 1,92 TB, 3,84 TB, 15,63 TB, 7,68 TB, 800 GB,
400 GB
2,5 polegadas DC NVMe |42 geracdo SSD 3,84 TB, 960 GB
2,5 polegadas | SAS 12 Gb 10K 600 GB, 1,2 TB, 24 TB
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Tabela 7. Unidades compativeis (continuacdo)

Formato Tipo Velocidade | Velocidade de | Capacidades
rotacao
EDSFF E3.S NVMe 52 geragéo SSD 384 TB, 7,68 TB

Configuracao de armazenamento interno

Configuragdes de armazenamento interno do R860 disponiveis:

8 unidades de 2,5 polegadas (SAS/SATA)

16 unidades de 2,5 polegadas (SAS4/SATA)

16 unidades de 2,5 polegadas (SAS4/SATA) + 8 unidades de 2,5 polegadas (NVMe)

24 unidades de 2,5 polegadas (SAS4/SATA)

24 unidades de 2,5 polegadas (SAS4/SATA) + 2 unidades de 2,5 polegadas (NVMe)

24 unidades de 2,5 polegadas (SAS4/SATA) + 2 unidades de 2,5 polegadas (SAS/SATA)

24 unidades de 2,5 polegadas (SAS4/SATA) - controlador duplo

24 unidades de 2,5 polegadas + 2 unidades de 2,5 polegadas (SAS4/SATA) - controlador duplo
24 unidades de 2,5 polegadas + 2 unidades de 2,5 polegadas (SAS/SATA) - controlador duplo
24 unidades SAS4/SATA de 2,5 polegadas + 4 unidades EDSFF E3.S NVMe de 52 geragéo
24 unidades de 2,5 polegadas (NVMe) passivas

16 unidades de 2,5 polegadas (NVMe RAID)

8 unidades EDSFF E3.S (NVMe) de 52 geragéo

Armazenamento externo

O R860 oferece suporte para os tipos de dispositivos de armazenamento externo listados na tabela abaixo:

Tabela 8. Dispositivos de armazenamento externo compativeis

Tipo de dispositivo Descricao

Fita externa Suporta a conexado com produtos externos de fita USB
Software de equipamento NAS/IDM Compativel com a pilha de software NAS

JBOD Suporta conexao com JBODs de 12 Gb da série MD

De armazenamento
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Rede

Topicos:

¢ Vis&o geral
e Suporte a OCP 3.0

Visao geral

O PowerEdge oferece uma ampla variedade de opgdes para mover as informagdes de e para nossos servidores. As melhores tecnologias
do setor s&o escolhidas e 0s recursos de gerenciamento de sistemas sdo adicionados por nossos parceiros ao firmware para vincular ao
iDRAC. Esses adaptadores sdo rigorosamente validados para uso sem preocupagdes e com suporte total nos servidores da Dell.

Suporte a OCP 3.0

Tabela 9. Lista de recursos do OCP 3.0

Recurso OCP 3.0
Formato Pequeno
Geragéo da PCle 49 geragéo
Largura méxima do PCle x16

NUmero méaximo de portas 4

Tipo de porta BT/SFP/SFP+/SFP28/SFP56/QSFP56
Velocidade maxima de porta 100 GbE
NC-SI Sim

SNAPI Sim

WolL Sim
Consumo de energia 1BWa3dW

Placas OCP compativeis

Tabela 10. Placas OCP compativeis

Formato Fornecedor Tipo de porta Velocidade de porta Contagem de portas
OCP 3.0 Broadcom SFP28 25 GbE 4

Broadcom SFP28 25 GbE 2

Intel SFP28 25 GbE 4

Intel SFP28 25 GbE 2

Broadcom BT 10 GbE 4

Broadcom SFP+ 10 GbE 2
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Tabela 10. Placas OCP compativeis (continuacéo)

Formato Fornecedor Tipo de porta Velocidade de porta Contagem de portas
Broadcom BT 1 GbE 4
Intel SFP+ 1GbE 4
Broadcom QSFP56 100 GbE 2
Mellanox QSFP56 100 GbE 2
Mellanox SFP28 25 GbE 2
Intel SFP+ 1GbE 4
Intel SFP+ 10 GbE 4
Intel SFP+ 10 GbE 2

NIC OCP 3.0 vs. Comparacodes da placa auxiliar de rede do rack

Tabela 11. Comparacao de NIC OCP 3.0, 2.0 e rNDC

Formato Dell rNDC OCP 2.0 (LOM OCP 3.0 Notas
mezanino)

Geracdo da PCle 39 geragéo 39 geracéo 49 geragéo OCP3s compativeis sdo
SFFs (formato pegueno)

Méx. de faixas PCle x8 x16 x8 Consulte matriz de
prioridade do slot do
servidor

LOM compartilhado Sim Sim Sim Esteéo
redirecionamento de
porta iDRAC

Alimentagao auxiliar Sim Sim Sim Usado para LOM

compartilhado
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Subsistema PCle

Topicos:

. Risers PCle

Risers PCle

Abaixo estéo as ofertas de riser para a plataforma.

-

System board FEMboard

Figura 17. Localizacdo do conector da Riser na placa de sistema e na placa PEM

Slot do riser 1

Slot do cabo da Riser 2
Slot do cabo da Riser 3
Slot do cabo da Riser 1

Slot do riser 4

Slot do cabo da Riser 2
Slot do cabo da Riser 4
Slot do cabo da Riser 3

N oo
® > AN

@l NOTA: Uma riser pode ser conectada ao slot da riser ou ao slot do cabo da riser, ou ambos, dependendo do tipo de riser usada.
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Figura 18. Riser 1B

Figura 19. Riser 1C
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Figura 20. Riser 2

Figura 21. Riser 3

28 Subsistema PCle



Figura 22. Riser 4B

Figura 23. Riser 4C

Tabela 12. Configuracdes de riser de PCle

N¢ de configuracdo Configuracdo do RSR | N2 de CPUs PERC tipo compativel | Armazenamento
traseiro possivel
0 R1B + R4B 2o0u4 Adaptador de PERC/ N&o
PERC frontal
1 R1C+R4C 4 Adaptador de PERC/ N&o
PERC frontal
2 R1IC + R2 + R3 + RAC 4 Adaptador de PERC/ N&o
PERC frontal
3 R1C+R2+R4C 4 Adaptador de PERC/ Sim
PERC frontal

Subsistema PCle
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Tabela 13. Configuracdo de Riser 0: R1B+R4B

Processador CPU1 CPU2
Configuracdo | Localizacdo do Largura Comprimento Altura R1B R4B
slot PCle
Slot PCle 1 SW HL FH 42 gerag&o x8 -
Slot de PCle 2 SW HL FH 42 gerag&o x8 -
0: R1B+R4B
Slot PCle 7 SW HL FH - 49 gerac&o x8
Slot PCle 8 SW HL FH - 49 geracdo x8
Tabela 14. Configuracdo da Riser 1: R1IC+R4C
Processador CPU1 CPU3 CPU2 CPUA4
Configurac | Localizacdo Largura Comprimen Altura R1C R4C
do do slot to
PCle
Slot PCle 1 SW HL FH ) 52 geragéo ) )
x16
Slot de PCle SW HL FH 52 geragéo . . .
1: RIC+R4C 2 x16
Slot PCle 7 SW HL FH . ) 52 geragéo )
x16
Slot PCle 8 SW HL FH - - - 52 geragéo x16
Tabela 15. Configuracdo de Riser 2: RIC+R2+R3+R4C
Processador CPU1 | CPU3 | CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU2 CPU4
Config | Localiz | Largur | Compri | Altura R1C R2 R3 R4c
uracdo | acao a mento
do slot
PCle
Slot SW HL FH - 59
PCle 1 geragéo - - - - -
x16
Slot de SW HL FH 5a
PCle 2 geracéo - - - - - -
x16
Slot SW HL LP 59
PCle 3 - - geragéo - - - _
x16
2 St | Sw HL FH 5a
R1IC+R2 PCle 4 - - - - eragao - -
+R3+R o
4C
Slot 5 SW HL FH 52
PCle - - - geragéo - - -
x16
Slot 6 SW HL LP 5
PCle - - geragao - - - - -
x16
Slot SW HL FH 59
PCle 7 - - - - - geragéo -
x16
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Tabela 15. Configuracado de Riser 2: R1IC+R2+R3+R4C (continuacdo)

Processador cPu1 | cPU3 | cPU1 | cPU2 | CPUS | CPU4 | CPU2
Config | Localiz | Largur | Compri | Altura R1C R2 R3 R4c
uracdo | acdo a mento
do slot
PCle
Slot SW HL FH 54
PCle 8 - - - - - - - geracéo
x16
Tabela 16. Configuracdo de Riser 3: RIC+R2+R4C
Processador CPU1 CPU3 CPU1 CPU2 CPU2 CPUA4
Configur | Localizac | Largura | Comprim | Altura
acdo dodo ento R1C R2 R4C
slot PCle
Slot PCle SW HL FH 5¢
1 - geracéo - - - -
x16
Slot de SW HL FH 52
PCle 2 geracéo - - - - -
x16
3 Slot PCle SW HL LP 54
RIC+R2+ 3 - - geragdo - - -
RAC x16
Slot 6 SW HL LP ) ) ) 52 geragéo ) )
PCle x16
Slot PCle SW HL FH } ) ) . 53 geragéo .
7 x16
Slot PCle SW HL FH . ) ) . . 59 geracgéo
8 x16
Subsistema PCle 31




Energia, térmica e acustica

Os servidores PowerEdge tém uma extensa colegéo de sensores que automaticamente monitoram a atividade térmica, o que ajuda a
regular a temperatura e, com isso, reduzido o ruido do servidor e o consumo de energia. A tabela abaixo lista as ferramentas e tecnologias
que a Dell oferece para reduzir o consumo de energia e aumentar a eficiéncia no uso de energia:

Topicos:

*  Alimentagé&o
e Térmico
e Acustica

Alimentacao

Tabela 17. Ferramentas e tecnologias de energia

Recurso Descricao

Portfélio de fontes de O portfdlio de PSU da Dell inclui recursos inteligentes, como fazer otimizag&o dindmica da eficiéncia

alimentacdo (PSUs) enquanto mantém disponibilidade e redundancia. Informagdes adicionais podem ser encontradas na
secdo Fontes de alimentagéo.

Ferramentas para O EIPT (Enterprise Infrastructure Planning Tool) € uma ferramenta que pode ajudar a determinar a

dimensionamento correto configuragdo mais eficiente possivel. O EIPT da Dell pode calcular o consumo de energia do hardware,

da infraestrutura de energia e do armazenamento em uma carga de trabalho dada. Saiba mais na
Enterprise Infrastructure Planning Tool.

Conformidade com o setor Os servidores da Dell estdo em conformidade com todas as certificagdes e diretrizes relevantes do
setor, inclusive 80 PLUS, Climate Savers e ENERGY STAR.

Exatidéo do monitoramento de As melhorias do monitoramento energético de PSU incluem:

energia
e Atualmente, a exatiddo do monitoramento de energia da Dell € de 1%, enquanto o padrdo do setor é
de 5%.
Relatérios mais precisos de energia
Melhor desempenho com limitagéo de energia
Limitagcdo de energia Use o gerenciamento de sistemas da Dell para definir o limite de energia de seus sistemas para limitar

a saida de uma PSU e reduzir o consumo de energia do sistema. A Dell é o primeiro fornecedor de
hardware a usar o GUARDMI da AMD para limitag&o répida do disjuntor.

Gerenciamento de sistemas O iDRAC Enterprise e Datacenter oferecem gerenciamento no nivel do servidor que monitora, relata e

controla o consumo de energia no nivel do processador, da memoria e do sistema.

O Dell OpenManage Power Center oferece gerenciamento de energia do grupo no nivel de rack, linha e
data center para servidores, unidades de distribuigcdo de energia e fontes de alimentacéo ininterrupta.

Gerenciamento de energia

ativo O GUARDMI da AMD ¢ uma tecnologia integrada que disponibiliza recursos para geragéo de relatérios

de energia e limite de energia no nivel de servidor individual. A Dell oferece uma solugdo completa

de gerenciamento de energia composta pelo GUARDMI da AMD acessado por meio do Dell iDRAC9
Datacenter e OpenManage Power Center, que permite o gerenciamento baseado em politicas de
energia e temperatura no nivel de servidor, rack e data center individuais. A tecnologia hot spare reduz
o consumo de energia de fontes de alimentag&o redundantes. O controle térmico em uma velocidade
otimiza as configuragcdes térmicas para 0 seu ambiente para reduzir o consumo de ventilador e reduzir o
consumo de energia do sistema.
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Tabela 17. Ferramentas e tecnologias de energia (continuacao)

Recurso

Descricao

A energia ociosa permite que os servidores Dell funcionem com a mesma eficiéncia quando ociosos ou
com carga de trabalho total.

Refrigeragado a ar fresco

Consulte a restrigdo térmica ASHRAE A3/A4.

Infraestrutura de rack

A Dell oferece algumas das solugdes de infraestrutura de energia de maior eficiéncia do setor, inclusive
e Unidades de distribuic&o de energia (PDUs)

e Fontes de alimentagé&o ininterrupta (UPSs)

e Compartimentos de contencéo para rack Energy Smart

Encontre informagdes adicionais em: Solugdes de energia e refrigeracdo do data center.

Fontes de alimentacao

As fontes de alimentag&o Energy Smart possuem recursos inteligentes, como a capacidade de otimizar dinamicamente a eficiéncia,
mantendo a disponibilidade e a redundancia. Também s&o destacadas as tecnologias aprimoradas de redugéo de consumo de energia,
como conversé&o de energia de alta eficiéncia e técnicas avangadas de gerenciamento térmico, além de recursos integrados de
gerenciamento de energia, incluindo monitoramento de energia de alta precisdo. A tabela a seguir mostra as opgdes da fonte de
alimentag&o que estdo disponiveis para o R860.

Tabela 18. Opcoes de fonte de alimentacao

Poténcia Frequéncia Tensdo/corrente Classe Dissipacdo de
calor
Modo misto de 50/60 Hz 100-240 VCA/12 a 3,6 A Titanium 4.100 BTU/h
110w N/D 240 VCC/5,2 A N/D 4.100 BTU/h
Modo mistode | 50/60 Hz 100-240 VCA/12a 8 A Platinum 5.250 BTU/h
1400 W N/D 240 VCC/6,6 A N/D 5.250 BTU/h
Modo mistode | 50/60 Hz 200 a 240 VCA/10 A Titanium 6.750 BTU/h
1800 W N/D 240 VCC/8,2 A N/D 6.750 BTU/h
Modo misto de 50/60 Hz 100 a 240 VCA/16a 13,5 A Platinum 9.000 BTU/h
2400 W N/D 240 VCC/M.2 A N/D 9.000 BTU/h
Modo mistode | 50/60 Hz 200 a 240 VCA/15,6 A Titanium 10.500 BTU/h
2800W N/D 240 VCC/13,6 A N/D 10.500 BTU/h

degradada para 1.400 W.

NOTA: Se um sistema com PSUs CA de 2.400 W operar em linha baixa de 100-120 VCA, entédo a poténcia nominal por PSU é

NOTA: Se um sistema com PSUs CA de 1.400 W ou 1.100 W operar em linha baixa de 100-120 VCA, entdo a poténcia nominal por
PSU é degradada para 1.050 W.

Figura 24. Cabos de alimentacéo do PSU
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Tabela 19. Cabos de alimentacédo do PSU

Formato Saida Cabo de alimentacido
Redundante 60 mm CA de 1100 W C13

CA de 1.400 W C13

CA de 1.800 W C15
Redundante 86 mm CA de 2.400 W C19

CA de 2.800 W C21

NOTA: O cabo de alimentagdo C19 combinado com o cabo de alimentagédo do jumper C20 para C21 pode ser usado para adaptar a
PSU de 2.800 W.

NOTA: O cabo de alimentacdo C13 combinado com o cabo de alimentagéo do jumper C14 para C15 pode ser usado para adaptar a
PSU de 1.800 W.

Térmico

Os servidores PowerEdge tém uma extensa colegéo de sensores que automaticamente monitoram a atividade térmica, o que ajuda a
regular a temperatura e, com isso, reduzido o ruido do servidor e o consumo de energia.

Projeto térmico

O gerenciamento térmico ajuda a fornecer alto desempenho com a quantidade certa de refrigeragdo aos componentes, enquanto mantém
a menor velocidade do ventilador possivel. Isso é feito em uma ampla variedade de temperatura ambiente de 10 ©C a 35 °C (50 °F a 95
OF) e para faixas estendidas da temperatura ambiente.

* Component hardware reliability remains the top thermal priority.
1. Reliability « System thermal architectures and thermal control algorithms are designedto
ensure there are no tradeoffs in systemlevel hardware life.

«Performance and uptime are maximized through the development of cooling
solutions that meet the needs of even the densest of hardware configurations.

2. Performance

+16 G servers are designed with an efficientthermal solution to minimize power
and airflow consumption, and/or acoustics for acoustical deployments.

+Dell's advanced thermal control algorithms enable minimization of system fans
speeds while meeting the above Reliability and Performance tenets.

3. Efficiency

« System management settings are provided such that customers have options to

4 Management customize for their unique hardware, environments, and/or workloads.

«Forward compatibility means that thermal controls and thermal architecture
5. Forward solutions are robust to scale to new components that historically would have
Compatibility otherwise required firmware updatesto ensure proper cooling.

+The frequency of required firmware updates is thus reduced.

Figura 25. Caracteristicas do projeto térmico

O projeto térmico do PowerEdge R860 reflete o seguinte:

Projeto térmico ideal: o layout do sistema é planejado para proporcionar projeto térmico ideal.
O layout e o posicionamento dos componentes do sistema foram projetados para garantir o maior fluxo de ar possivel nos
componentes essenciais com o menor gasto de energia do ventilador.

e Gerenciamento térmico abrangente: o sistema de controle térmico regula a rotagéo do ventilador com base em vérias respostas
diferentes de todos os sensores de temperatura dos componentes do sistema, bem como no inventario de configuragdes do sistema.

O monitoramento de temperatura inclui componentes como processadores, DIMMs, chipset, 0 ambiente de entrada de ar, unidades de
disco rigido e OCP.
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e (O método de loop aberto e fechado de controle térmico da rotagéo do ventilador: o método de loop aberto de controle térmico
usa configuragdo do sistema para determinar a rotagédo do ventilador com base na temperatura do ar de entrada. O método de loop
fechado de controle térmico usa temperaturas de feedback para determinar dinamicamente as rotagdes adequadas do ventilador.

e Configuragdes configuraveis pelo usuario: com a compreensio € a percepcdo de que cada cliente tem um conjunto Unico de
circunstancias ou expectativas do sistema, nesta geracdo de servidores, introduzimos configuracdes limitadas, configuraveis pelo
usuério, que residem na tela de configuragéo da BIOS iDRAC. Para obter mais informacdes, consulte o Manual de instalacéo e servico
do Dell PowerEdge R860 em Manuais do PowerEdge e "Advanced Thermal Control: Optimizing across Environments and Power
Goals" em Dell.com.

e Redundéancia de resfriamento: o R860 permite redundancia N+1 para ventilador, permitindo que a operag&o continue se ocorrer a falha
de um ventilador do sistema.

e EspecificagBes ambientais: 0 gerenciamento térmico otimizado torna o R860 confidvel em ampla variedade de ambientes operacionais.

Acustica

Desempenho acustico

O Dell PowerEdge R860 & um servidor de montagem em rack apropriado para ambiente de data center. Embora o R860 seja projetado
para uso em data centers, alguns usuarios podem preferir usa-lo em um ambiente mais silencioso. Porém, na maioria dos casos, a

velocidade do equipamento de movimentagdo do ar ocioso do sistema n&o pode ser diminuida sem alterar a configuragéo do sistema e,
em alguns casos, até mesmo uma alteragéo de configuragéo pode n&o reduzir a velocidade de um equipamento de movimentag&o do ar

0CI0SO0.

Tabela 20. Configuracdes acusticas do R860

Configuracdo | O mais silencioso HCI Gerenciamento de dados Aprendizado
de maquina

TDP da CPU 195 W 250 W 250 W 350 W

Quantidade de |4 4 4 4

CPU

Memria DDR5 de 16 GB DDR5 de 64 GB DDR5 de 64 GB DDR5 de 64 GB

RDIMM

Quantidade de |4 24 48 64

memoria

Tipo de 24 unidades de BP de 2,5 24 unidades de BP de 2,5 8 unidades de BP de 2,5 24 unidades de

backplane polegadas polegadas polegadas BP de 2,5
polegadas

Tipo de disco SATA de 2,5 polegadas 600 GB | SATA de 2,5 polegadas 600 GB | SATA de 2,5 polegadas 1,2 TB | SATA de 2,5

rigido polegadas 1,8
B

Quantidade de |24 24 24 24

disco rigido

Unidades M.2 NVMe de 480 GB NVMe de 480 GB NVMe de 480 GB NVMe de 480
GB

Quantidade de |1 1 1 1

M.2

Tipo de PSU 2400 W 2.800 W 2400 W 2.800 W

Quantidade de |2 2 2 2

PSU

OCP X 2 portas de OCP3 de 10 GB 2 portas de OCP3 de 10 GB 2 portas de
OCP3 de 10 GB

PCI1 X X

PCI 2 X X X X
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Tabela 20. Configuracdes acisticas do R860 (continuacio)

Configuracdo | O mais silencioso HCI Gerenciamento de dados Aprendizado
de maquina

PCI 3 X X X X

PCl 4 X X X X

PCI5 X X X X

PCl 6 X X X X

PCI 7 X X X X

PCI 8 X X X X

PCI 9 X X X X

PERC HBA355i frontal HBA355i frontal HBA355i frontal HBA355i frontal

Tabela 21. Experiéncia acustica de configuracdes R860

Configuracao O mais silencioso HCI Gerenciamento | Aprendizado de
de dados maquina

Desempenho acustico: ocioso/operando a 25 °C

Lwam (B) Ocioso®) 54 5,7 56 5.8
Operacional/Operacional | 5,8 7,0 6,6 7,1
uso do cliente®)(®)

Ky (B) Ocioso) 04 04 04 04
Operacional/Operacional | 0,4 04 0,4 04
uso do cliente®)(®)

L pam (dB) Ocioso) 38 42 40 43
Operacional/Operacional | 45 55 50 54
uso do cliente®)(©)

Tons discretos proeminentes(®) Raz&o de proeminéncia < 15 dB

Desempenho acuUstico: ocioso a temperatura ambiente de 28 ©C

L wam” (B) 57 6.2 6.3 6.2

Ky (B) 04 04 0.4 04

L pA,m(Q) (dB) g 46 46 45

Desempenho acustico: méx. Carregamento de até 35 ©C de temperatura ambiente Carregamento max.

em temp. amb. de
30 °C

L wA,mm (B) 7.6 8,7 8,6 8,7

Ky (B) 0.4 04 0.4 04

L pAm@(dB) 61 71 69 71

(MLwA,m: a média ponderada A declarada do nivel de poténcia sonora (LwA) é calculada conforme a secéo 5.2 da ISO 9296 (2017)
com dados coletados usando os métodos descritos na ISO 7779 (2010). Os dados de engenharia apresentados aqui podem ndo estar

totalmente conformes com os requisitos da declaracdo da ISO 7779.

(DL pA,m: a média ponderada A declarada do nivel de pressao sonora de emiss&o esta na posicao de observador conforme a segéo 5.3
da ISO 9296 (2017) e é medida usando métodos descritos na ISO 7779 (2010). O sistema é colocado em um gabinete de rack 24U, 75
cm acima de um piso reflexivo. Os dados de engenharia apresentados aqui podem néo estar totalmente conformes com os requisitos da
declarag&o da ISO 7779.

(®)Tons proeminentes: os critérios do Apéndice D da ECMA-74 e o método da raz&o de proeminéncia da ECMA-418 s&o seguidos para

determinar se os tons discretos sdo proeminentes e para relatéa-los, em caso afirmativo.
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(“Modo ocioso: a condicao de estado estavel em que o servidor esté energizado, mas néo esté executando nenhuma fungéo pretendida.

(®)Modelo operacional: 0 maximo da saida acUstica de estado estavel a 50% da TDP da CPU ou unidades de armazenamento ativo para as
respectivas se¢des do Apéndice C da ECMA-74.

®Modo operacional de uso do cliente: 0 modo operacional é representado pelo méximo da saida actistica de estado estavel em 10% a
50% de TDP da CPU, 40% de memdria e 10% de carga de IOPs, conforme os componentes mostrados nas configuragdes acima.

Especificacoes acusticas do PowerEdge

Normalmente, a Dell categoriza os servidores em cinco categorias de uso acusticamente aceitavel:

Categoria 1: plataforma em ambiente de escritério
Categoria 2: piso no ambiente de escritério
Categoria 3: espago de uso geral

Categoria 4: data center assistido

Categoria 5: data center automatico

Categoria 1: plataforma em ambiente de escritério

Quando a Dell determina que um produto corporativo especifico deve ser usado principalmente na parte superior da tabela, a
especificagéo acUstica da tabela abaixo se aplica. O ruido do produto ndo deve ser incomodar ou, de outra forma, interferir nos
pensamentos ou fala do usuario, por exemplo, ao telefone.

Tabela 22. Categoria 1 Dell Enterprise, categoria de especificacdo acustica de “plataforma em ambiente de

escritoério”

(as duas posicdes
devem atender as

D.10.8 da ECMA-74

Posicédo da Métrico, re- Modos de teste, re AC0159 (deve estar em Simule (ou seja, defina
medida re ACO0159 estado estacionario, consulte AC0159, exceto onde | as velocidades do ventilador
ACO0158 indicado abaixo) representativas) para inativo a
temperatura ambiente de 28 °C
Esperaem Ocioso em Operacdo em e 35 °C, e para 100% de
temperatura temperatura temperatura carga e configuracdo maxima a
ambiente de 23 | ambiente de 23 | ambiente de 23 | temperatura ambiente de 35 °C
+2°C x2°C *+ 2 °C - se ndo
houver
especificacdo
diferente no
documento de
configuracéo do
programa, sdo
exigidos os
modos de
operacdo do
processador e
do disco rigido
Poténcia sonora | LWAm, B <42 <47 <50 Relatar
Qualidade do som | Tons, Hz, dB Sem tons proeminentes conforme os critérios D.10.6 e Tons a relatar

biauricular frontal

observacdo de 20 minutos em condigdo estavel, deve

atender aos dois seguintes critérios:

o Max. {ALpA} < 3,0 dB

limitacdes): Tonalidade, tu < 0,35 < 0,35 < 0,35 Relatar
microfone de Modulagéo Dell, | <35 <35 <35 Relatar
cabega biauricular | o,
frontal e traseiro
Sonoridade, Relatar Relatar Relatar Relatar
sones
Ponto unico de Relatar Relatar Relatar Relatar
LpA, dBA
Cabeca Transientes e (Oscilagéo (consulte AC0159), se observada, durante | N/D
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Tabela 22. Categoria 1 Dell Enterprise, categoria de especificacdo actstica de “plataforma em ambiente de
escritorio” (continuacdo)

Posicdo da Métrico, re- Modos de teste, re AC0159 (deve estar em Simule (ou seja, defina
medida re ACO0159 estado estacionario, consulte AC0159, exceto onde | as velocidades do ventilador
ACO0158 indicado abaixo) representativas) para inativo a
- temperatura ambiente de 28 °C
Espera em Ocioso em Operacdo em e 35 °C, e para 100% de
temperatura temperatura temperatura carga e configuracdo maxima a
ambiente de 23 | ambiente de 23 | ambiente de 23 | temperatura ambiente de 35 °C
x2°C +2°C +2 °C - se ndo
houver
especificacdo
diferente no
documento de
configuracao do
programa, sido
exigidos os
modos de
operacdo do
processador e
do disco rigido
o Contagem de eventos < 3 para "1,5 dB < ALpA <
3,0 dB"
o O salto acustico (consulte AC0159) durante a
transi¢éo de velocidade do motor de ar do modo
ocioso para 0 modo de operacdo deve ser < 15dB.
e Comportamento na inicializag&o
o Relatério do comportamento de inicializag&o re.
AC0159
o Alinicializagdo deve prosseguir sem problemas,
ou seja, sem saltos repentinos ou grandes, e a
velocidade do ventilador durante a inicializag&o
nao deve exceder 50% de seu maximo
e Entradas de transientes: relatar niveis de pressao
sonora no tempo no histérico de tempo re AC0159
“Trem de fungdes em etapa no processador”
Qualquer uma QOutros e Sem batidas, guinchos ou ruidos inesperados.

O som deve ser "uniforme" em torno do EUT (um lado n&o deve ser muito mais alto do que o

outro).

e Salvo especificagdo diferente, as configuragdes “padrdo” associadas as condigdes térmicas
devem ser selecionadas para o BIOS e iDRAC.
e Condicdes especificas de operacéo sdo definidas em "Configuracdes e dependéncias da
configurag&o" para cada plataforma.

Pressao sonora

LpA reportado,
dBA, re-AC0158
e documento de
configuragdo do
programa

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para todos os microfones

Categoria 2: piso no ambiente de escritorio

Quando a Dell determina que um produto Enterprise especifico deve ser usado principalmente quando esta no piso, ou seja, proximo dos
pés de um usuario, € aplicavel a especificacdo acUstica da tabela abaixo. O ruido do produto ndo deve ser incomodar ou, de outra forma,
interferir nos pensamentos ou fala do usuério, por exemplo, ao telefone.
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Tabela 23. Categoria 2 Dell Enterprise, categoria de especificacdo acustica “Piso no ambiente de escritério”

(as duas posi¢cdes
devem atender as
limitagdes):
microfone de
cabeca biauricular
frontal e traseiro

D.10.8 da ECMA-74

Posicdo da Métrico, re- Modos de teste, re AC0159 (deve estar em estado estacionario, consulte AC0159,
medida re AC0159 exceto onde indicado abaixo)
ACO0158
Espera em Ocioso em Operacdo em Simule (ou seja, defina
temperatura temperatura temperatura as velocidades do ventilador
ambiente de 23 | ambiente de 23 | ambiente de 23 | representativas) para inativo a
x2°C x2°C * 2 °C - se ndo | temperatura ambiente de 28 °C
houver e 35 °C, e para 100% de
especificacdo carga e configuracdo maxima a
diferente no temperatura ambiente de 35 °C
documento de
configuracao do
programa, sdo
exigidos os
modos de
operacdo do
processador e
do disco rigido
Poténcia sonora | LWAmM, B <49 <5/ <54 Relatar
Qualidade do som | Tons, Hz, dB Sem tons proeminentes conforme os critérios D.10.6 e Tons a relatar

Tonalidade, tu

< 0,35

< 0,35

< 0,35

Relatar

Modulacao Dell,
%

<35

<35

<35

Relatar

Sonoridade,
sones

Relatar

Relatar

Relatar

Relatar

Ponto Unico de
LpA, dBA

Relatar

Relatar

Relatar

Relatar

Cabeca
biauricular frontal

Transientes

e Oscilaggo (consulte ACO159), se observada, durante
observagao de 20 minutos em condi¢&o estavel, deve

atender aos dois seguintes critérios:

o Méx. {ALpA} <3,0dB
o Contagem de eventos < 3 para "1,5 dB < ALpA <

3,0dB"

e (O salto acustico (consulte ACO159) durante
a transig&o de velocidade do equipamento de
movimentacdo de ar do modo ocioso para o modo
de operagéo deve ser < 15dB.

e Comportamento na inicializagéo
o Relatério do comportamento de inicializagdo re.

AC0159

o Alinicializacdo deve prosseguir sem problemas,
ou seja, sem saltos repentinos ou grandes, e a
velocidade do ventilador durante a inicializagéo
nado deve exceder 50% de seu maximo
e Entradas de transientes: relatar niveis de pressao
sonora no tempo no histérico de tempo re AC0159
“Trem de fungdes em etapa no processador”

N/D

Qualguer uma

Qutros

Sem batidas, guinchos ou ruidos inesperados.

O som deve ser "uniforme" em torno do EUT (um lado n&o deve ser muito mais alto do que o

outro).

e Salvo especificagdo diferente, as configuragdes “padrdo” associadas as condigdes térmicas
devem ser selecionadas para o BIOS e iDRAC.
e Condigdes especificas de operagéo s&o definidas em "Configuragdes e dependéncias da
configurag&o" para cada plataforma.

Presséo sonora

LpA reportado,
dBA, re-AC0158
e documento de

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para todos os microfones
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Tabela 23. Categoria 2 Dell Enterprise, categoria de especificacdo acustica “Piso no ambiente de
escritorio” (continuacdo)

Posicdo da
medida re
ACO0158

Métrico, re-
ACO0159

Modos de teste, re AC0159 (deve estar em estado estacionario, consulte AC0159,
exceto onde indicado abaixo)

Espera em
temperatura
ambiente de 23
+2°C

Ocioso em
temperatura
ambiente de 23
x2°C

Operacdo em
temperatura
ambiente de 23
* 2 °C - se ndo
houver
especificacdo
diferente no
documento de
configuracao do
programa, sdo
exigidos os
modos de
operacdo do
processador e
do disco rigido

Simule (ou seja, defina

as velocidades do ventilador
representativas) para inativo a
temperatura ambiente de 28 °C
e 35 °C, e para 100% de

carga e configuracdo maxima a
temperatura ambiente de 35 °C

configurag&o do
programa

Categoria 3: espaco de uso geral

Quando a Dell determina que um produto Enterprise especifico deve ser usado predominantemente em um espago de uso geral, a
especificacdo acUstica na tabela abaixo se aplica. Esses produtos podem ser encontrados em laboratérios, escolas, restaurantes, layouts
de espaco de escritério aberto, armarios pequenos ventilados etc., ainda que ndo fiquei proximos a nenhuma pessoa especifica nem sejam
em grande quantidade nos locais. Pessoas préximas a alguns desses produtos ndo devem ter nenhum impacto sobre a inteligibilidade da
fala ou incémodo do ruido do produto. Um exemplo é um produto de rack em uma mesa em uma area comum.

Tabela 24. Categoria 3 Dell Enterprise, categoria de especificacdes acusticas de “Espaco de uso geral”

(as duas posigdes
devem atender as
limitagdes):
microfone de
cabeca biauricular
frontal e traseiro

D.10.8 da ECMA-74

Posicdo da Métrico, re- Modos de teste, re AC0159 (deve estar em Simule (ou seja, defina
medida re ACO0159 estado estacionario, consulte AC0159, exceto onde | as velocidades do ventilador
ACO0158 indicado abaixo) representativas) para inativo a
temperatura ambiente de 28 °C
Espera em Ocioso em Operacdo em e 35 °C, e para 100% de
temperatura temperatura temperatura carga e configuracdo maxima a
ambiente de 23 | ambiente de 23 | ambiente de 23 | temperatura ambiente de 35 °C
x2°C x2°C + 2 °C - se ndao
houver
especificacido
diferente no
documento de
configuracao do
programa, sdo
exigidos os
modos de
operacdo do
processador e
do disco rigido
Poténcia sonora | LWA,m, B <52 <55 <58 Relatar
Qualidade do som | Tons, Hz, dB Sem tons proeminentes conforme os critérios D.10.6 e Tons a relatar

Tonalidade, tu <0,35 <0,35 <0,35 Relatar
Modulag&o Dell, | < 35 <35 <35 Relatar
%

Sonoridade, Relatar Relatar Relatar Relatar
sones

Ponto Unico de Relatar Relatar Relatar Relatar

LpA, dBA
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Tabela 24. Categoria 3 Dell Enterprise, categoria de especificacdes acusticas de “Espaco de uso
geral” (continuacao)

Posicdo da
medida re
ACO0158

Métrico, re-
ACO0159

Modos de teste, re AC0159 (deve estar em
estado estacionario, consulte AC0159, exceto onde

indicado abaixo)

Espera em
temperatura
ambiente de 23
x2°C

Ocioso em
temperatura
ambiente de 23
+2°C

Operacdo em
temperatura
ambiente de 23
+2 °C - se ndo
houver
especificacdo
diferente no
documento de
configuracao do
programa, sido
exigidos os
modos de
operacdo do
processador e
do disco rigido

Simule (ou seja, defina

as velocidades do ventilador
representativas) para inativo a
temperatura ambiente de 28 °C
e 35 °C, e para 100% de

carga e configuracdo maxima a
temperatura ambiente de 35 °C

Cabeca
biauricular frontal

Transientes

e Oscilagdo (consulte ACO159), se observada, durante
observacgado de 20 minutos em condigdo estavel, deve

atender aos dois seguintes critérios:

o Max. {ALpA} < 3,0dB
o Contagem de eventos < 3 para "1,5 dB < ALpA <

3,0 dB"

o O salto acustico (consulte AC0159) durante a
transi¢éo de velocidade do motor de ar do modo
ocioso para 0 modo de operacdo deve ser < 15dB.

e Comportamento na inicializag&o

o Relatério do comportamento de inicializag&o re.

AC0159

o Alinicializagao deve prosseguir sem problemas,
ou seja, sem saltos repentinos ou grandes, e a
velocidade do ventilador durante a inicializag&o
nao deve exceder 50% de seu maximo
® < Entradas de transientes: relatar niveis de presséo
sonora No tempo no histérico de tempo re ACO159
"Trem de funcdes em etapa no processador"

N/D

Qualquer uma

Qutros

Sem batidas, guinchos ou ruidos inesperados.

O som deve ser "uniforme" em torno do EUT (um lado n&o deve ser muito mais alto do que o

outro).

e Salvo especificagdo diferente, as configuragdes “padrdo” associadas as condigdes térmicas

devem ser selecionadas para o BIOS e iDRAC.

e Condigdes especificas de operacdo s&o definidas em "Configuragdes e dependéncias da

configuragéo" para cada plataforma.

Pressao sonora

LpA reportado,
dBA, re-AC0158
e documento de
configurag&o do
programa

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para todos os microfones

Categoria 4: data center assistido

Quando a Dell determina que um produto Enterprise especifico deve ser usado predominantemente em um data center assistido, a
especificacdo acUstica da tabela se aplica. A expressado "data center assistido" € usada para designar um espaco no qual muitos (de
dezenas a milhares) produtos Enterprise sdo implementados nas proximidades (ou seja, na mesma sala) que a equipe cuja fala (talvez com
vozes elevadas) deve ser inteligivel apesar do ruido do data center. Programas de monitoramento de audi¢éo ou de protecado a audicdo
nao s&o esperados nessas areas. Exemplos dessa categoria incluem produtos de rack monolitico. Quando a Dell determina que um produto
Enterprise especifico deve ser usado predominantemente em um espago de uso geral, a especificagdo acustica da tabela acima se aplica.
Esses produtos podem ser encontrados em laboratérios, escolas, restaurantes, layouts de espaco de escritorio aberto, armarios pequenos
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ventilados etc., ainda que n&o fiquei préximos a nenhuma pessoa especifica nem sejam em grande quantidade nos locais. Pessoas proximas
a alguns desses produtos ndo devem ter nenhum impacto sobre a inteligibilidade da fala ou incémodo do ruido do produto. Um exemplo €
um produto de rack em uma mesa em uma area comum.

Tabela 25. Categoria 4 Dell Enterprise, categoria de especificacdo acustica de “Data center assistido”

Posicdo da Métrico, re- Modos de teste, re AC0159 (deve estar em estado estacionario, Simular (ou
medida re ACO0159 consulte AC0159, exceto onde indicado abaixo) seja, definir
ACO0158 - - velocidade
Espera em Ocioso em Operacdo em Simular (ou representativa
temperatura temperatura temperatura seja, definir a do ventilador)
ambiente de 23 | ambiente de 23 | ambiente de 23 | velocidade para 100% de
x2°C x2°C +2°C -sendo |representativa |cargae
houver do ventilador) configuracdo
especificacdo para modo maxima, a uma
diferente no ocioso em temperatura
documento de | temperatura ambiente de 35
configuracdo do | ambiente de 28 | oC
programa, sio |e 35 °C
exigidos os
modos de
operacdo do
processador e
do disco rigido
Poténcia sonora | LWAm, B Relatar <69 <71 Relatar <85
Cabeca Tons, Hz, dB Relatar <15dB <15dB Relatar <20dB
biauricular frontal
Tonalidade, tu Relatar Relatar Relatar Relatar Relatar
Modulagéo Dell, Relatar Relatar Relatar Relatar Relatar
%
Sonoridade, Relatar Relatar Relatar Relatar Relatar
sones
Ponto Unico de Relatar Relatar Relatar Relatar Relatar
LpA, dBA
Transientes e Oscilagdo (consulte ACO159), se observada, durante | N/D
observacgado de 20 minutos em condigdo estavel, deve
atender aos dois seguintes critérios:
o Max. {ALpA} < 3,0dB
o Contagem de eventos < 3 para "1,5 dB < ALpA <
3,0 dB"
o O salto acustico (consulte AC0159) durante
a transicéo de velocidade do equipamento de
movimentag&o de ar do modo ocioso para 0 modo
de operacéo deve ser < 15dB.
o Comportamento na inicializag&o
= Relatério do comportamento de inicializag&o
re. ACO159
= Alinicializag&o deve prosseguir sem
problemas, ou seja, sem saltos repentinos ou
grandes, e a velocidade do ventilador durante
a inicializagdo ndo deve exceder 50% de seu
maximo
® <« Entradas de transientes: relatar niveis de presséo
sonora No tempo no histérico de tempo re ACO159
"Trem de funcdes em etapa no processador"
Qualquer uma Outros Sem batidas, guinchos ou ruidos inesperados.

O som deve ser "uniforme" em torno do EUT (um lado n&o deve ser muito mais alto do que o

outro).

e Salvo especificagdo diferente, as configuragdes “padrdo” associadas as condigdes térmicas
devem ser selecionadas para o BIOS e iDRAC.
e Condigcdes especificas de operacdo s&o definidas em "Configuragdes e dependéncias da
configuragéo" para cada plataforma.
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Tabela 25. Categoria 4 Dell Enterprise, categoria de especificacdo actlstica de “Data center
assistido” (continuacao)

Posicdo da
medida re
ACO0158

Métrico, re-
ACO0159

Modos de teste, re AC0159 (deve estar em estado estacionario,
consulte AC0159, exceto onde indicado abaixo)

Espera em
temperatura
ambiente de 23
+2°C

Ocioso em
temperatura
ambiente de 23
x2°C

Operacdo em
temperatura
ambiente de 23
+ 2 °C - se ndo
houver
especificacdo
diferente no
documento de
configuracao do
programa, sdo
exigidos os
modos de
operacdo do
processador e
do disco rigido

Simular (ou
seja, definir a
velocidade
representativa
do ventilador)
para modo
ocioso em
temperatura
ambiente de 28
e35°C

Simular (ou
seja, definir
velocidade
representativa
do ventilador)
para 100% de
cargae
configuracdo
maxima, a uma
temperatura
ambiente de 35
°C

Pressdo sonora

LpA informado,
dBA

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Categoria 5: data center automatico

Quando a Dell determina que um produto corporativo especifico deve ser usado predominantemente em um data center autbnomo (e

ndo blades ou gabinetes de blade; eles tém sua propria categoria), entdo se aplica a especificacdo acuUstica na tabela abaixo. A expressao
""data center autbnomo" é usada para designar um espago no qual muitos (de dezenas a milhares) produtos Enterprise séo implementados
juntos, seus proprios sistemas de aquecimento e resfriamento condicionam o espaco e 0s operadores ou prestadores de servicos de
equipamentos geralmente entram apenas para implementar, fazer manutengdo ou desativar equipamento. Programas de protecéo ou
monitoramento auditivo podem ser esperados (de acordo com as diretrizes do governo ou da empresa) nessas areas. Exemplos dessa
categoria incluem produtos de rack monolitico.

Tabela 26. Categoria 5 Dell Enterprise, categoria de especificacdo acustica do data center automatico

Posicdo da Métrico, re- | Modos de teste, re AC0O159 (deve estar em estado estacionario, consulte Simular (ou
medida re ACO0159 ACO0159, exceto onde indicado abaixo) seja, definir
AC0158 - - - — velocidade
Esperaem Ocioso em Operacdo em | Simular (ou seja, definir representativa
temperatura |temperatura |temperatura |a velocidade representativa |do
ambiente de | ambiente de |ambiente de |do equipamento de equipamento
23£2°C 23+2°C 23+x2°C - movimentacéao de ar) de
se ndo para modo ocioso em movimentacédo
houver temperatura ambiente de 28 | do ar) para
especificacéo | e 35 °C 100% de carga
diferente no e configuracao
documento maxima para
de B temperatura
configuracéo ambiente de 35
do programa, oCc
sdo exigidos
os modos de
operacédo do
processador
e do disco
rigido
Poténcia LWAm, B Relatar <75 <77 Relatar <87
sonora
Cabeca Tons, Hz, dB | Relatar <15dB <15dB Relatar <20dB
biauricular
Tonalidade, tu | Relatar Relatar Relatar Relatar Relatar
frontal
Modulagdo Relatar Relatar Relatar Relatar Relatar
Dell, %
Sonoridade, Relatar Relatar Relatar Relatar Relatar
sones
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Tabela 26. Categoria 5 Dell Enterprise, categoria de especificacdo acistica do data center
automatico (continuacido)

do programa

Posicdo da Métrico, re- | Modos de teste, re AC0159 (deve estar em estado estacionario, consulte Simular (ou
medida re ACO0159 ACO0159, exceto onde indicado abaixo) seja, definir
ACO0158 velocidade
Espera em Ocioso em Operacdo em | Simular (ou seja, definir representativa
temperatura |temperatura |temperatura |a velocidade representativa |do
ambiente de | ambiente de |ambiente de |do equipamento de equipamento
23 +x2°C 23 +x2°C 23+x2°C - movimentacéo de ar) de
se ndo para modo ocioso em movimentacéo
houver temperatura ambiente de 28 | do ar) para
especificacdo | e 35 °C 100% de carga
diferente no e configuracao
documento maxima para
de temperatura
configuracéo ambiente de 35
do programa, oC
sdo exigidos
os modos de
operacdo do
processador
e do disco
rigido
Ponto Unico de | Relatar Relatar Relatar Relatar Relatar
LpA, dBA
Cabeca Transientes e Oscilagéo (consulte ACO159), se observada, | N/D
biauricular durante observag&o de 20 minutos em
frontal condig&o estavel, deve atender aos dois
seguintes critérios:
o Max. {ALpA} <3,0dB
o Contagem de eventos < 3 para "1,6 dB <
ALpA < 3,0 dB"
e Informe o salto acustico (consulte AC0159)
durante a transicdo da velocidade do
equipamento de movimentacdo do ar do
modo 0cioso para 0 modo de operagéo.
e Comportamento na inicializag&o
o Relatério do comportamento de
inicializagao re. AC0159
o Alinicializagao deve prosseguir sem
problemas, ou seja, sem saltos repentinos
ou grandes e a velocidade do
equipamento de movimentacgdo do ar
durante a inicializacdo ndo deve exceder
50% de seu maximo
e [Entradas de transientes: relatar niveis de
pressdo sonora no tempo No histérico de
tempo re AC0159 “Trem de fungdes em
etapa no processador”
Qualquer uma | Outros Sem batidas, guinchos ou ruidos inesperados.
O som deve ser "uniforme" em torno do EUT (um lado n&o deve ser muito mais alto do que o
outro).
e Salvo especificagdo diferente, as configuracdes “padrdo” associadas as condi¢des térmicas devem
ser selecionadas para o BIOS e iDRAC.
e Condigdes especificas de operagdo s&o definidas em "Configuragdes e dependéncias da
configurag&o" para cada plataforma.
Presséo LpA reportado, | Relatar para Relatar para Relatar para Relatar para todos os Relatar para
sonora dBA, re- todos os todos os todos os microfones todos os
ACO158 e microfones microfones microfones microfones
documento de
configuragdo
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Gerenciamento de racks, trilhos e cabos

Topicos:

* Informagdes de gerenciamento de cabos e trilhos

Informacoées de gerenciamento de cabos e trilhos

As opgoes de trilho do PowerEdge R860 consistem em dois tipos: deslizante e fixo. As opgdes de gerenciamento de cabos consistem em
um brago de gerenciamento de cabos (CMA) opcional € uma barra de alivio de tensdo (SRB) opcional.

Consulte a Matriz de compatibilidade de racks e dimensionamento de trilhos dos sistemas Dell Enterprise disponivel na Matriz de
compatibilidade de racks para ver informagdes sobre:

Detalhes especificos sobre os tipos de trilho.

Faixa de ajuste de trilho para vérios tipos de flanges de montagem em rack

Profundidade do trilho com e sem acessorios para gerenciamento de cabos

Tipos de rack compativeis com varios tipos de flanges de montagem em rack

Fatores importantes que determinam a correta sele¢éo dos trilhos séo:

e O espagamento entre os flanges de montagem frontal e traseira do rack
e Tipo e localizacdo de qualgquer equipamento montado na parte traseira do rack, como unidades de distribuicdo de energia (PDUs)
e A profundidade total do rack

Resumo dos recursos dos trilhos deslizantes

Os trilhos deslizantes permitem que o sistema seja totalmente estendido para fora do rack para servigo. Existe um tipo de trilho deslizante
disponivel: trilhos deslizantes com recursos de transpasse e suspensao. Os trilhos deslizantes estdo disponiveis com ou sem o braco de
gerenciamento de cabos (CMA) ou a barra de alivio de tensdo (SRB) opcional.

Trilhos deslizantes com recursos de transpasse e suspensio B24 para racks de 4 hastes

Compativel com a instalagdo por transpasse ou suspens&o do chassi nos trilhos.

Compativeis com instalagdo sem ferramentas em racks de 19 polegadas EIA-310-E de furo quadrado ou redondo sem rosca, incluindo
todas as geragdes de racks da Dell. Suporta também instalagédo sem ferramentas em racks de 4 hastes de orificio roscado.

Compativeis com instalacdo sem ferramentas em racks Dell Titan ou Titan-D

Dé suporte a extens&o completa do sistema do rack para permitir a facilidade de manuten¢&o dos principais componentes internos.
Compativel com brago de gerenciamento de cabos (CMA) opcional.

Suporte para barra de alivio de tens&o (SRB) opcional.
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Figura 26. Trilhos deslizantes com CMA opcional

Figura 27. Trilhos deslizantes com SRB opcional

Examine o cédigo do QRL para obter a documentag&o e as informagdes de solugéo de problemas referentes aos procedimentos de
instalag&o dos tipos de trilho com recursos de transpasse/suspensao.

46 Gerenciamento de racks, trilhos e cabos



Quick Resource Locator
Dell.com/QRL/Servers/comborails

Figura 28. Localizador rapido de recursos para trilhos combinados

Resumo dos trilhos estaticos B19

Os trilhos fixos proporcionam maior faixa de ajuste e menor area de montagem total do que os trilhos deslizantes gragas a sua
complexidade reduzida e a n&o precisarem de suporte para CMA. Os trilhos fixos ddo suporte a uma variedade maior de racks do que os
trilhos deslizantes. No entanto, eles ndo ddo suporte a facilidade de manutengdo no rack e, portanto, ndo sdo compativeis com o CMA. Os
trilhos fixos também ndo sdo compativeis com a SRB.

Figura 29. Trilhos fixos

Resumo dos recursos de trilhos fixos
Trilhos fixos para racks de 4 hastes e de 2 hastes:

Compativeis com instalagdo por transpasse no chassi nos trilhos.
Compativeis com instalagdo sem ferramentas em racks de 4 hastes de 19 polegadas EIA-310-E quadrados ou redondos sem rosca,
incluindo todas as geragdes de racks da Dell.
Compativeis com a instalagdo equipada em racks com duas e quatro hastes de 19 polegadas EIA-310-E com orificio roscado.
e Compativeis com instalagdo com ferramentas em racks Dell Titan ou Titan-D.
@ NOTA:
e (Os parafusos n&o estdo incluidos no kit de trilhos estaticos, pois 0s racks sdo oferecidos com varios tipos de roscas. Vocé deve
usar os parafusos para montar trilhos fixos em racks com flanges de montagem rosqueados.

e (O didmetro da cabega do parafuso deve ser 10 mm ou menos.

Instalacédo de racks com 2 hastes
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Se estiver instalando em racks de 2 hastes (Telco), devem ser usados trilhos fixos ReadyRails (B19). Os trilhos deslizantes comportam a
montagem apenas em racks de 4 hastes.

Figura 30. Trilhos fixos na configuracdo de montagem central em 2 hastes

Instalacéo dos racks Dell Titan ou Titan-D

Para instalagdo sem ferramentas em racks Titan ou Titan-D, devem ser usados trilhos deslizantes com recursos de transpasse/suspens&o
(B24). Esse trilho recolhe o suficiente para caber no rack com flanges de montagem espagados cerca de 24 polegadas entre a frente e a
traseira. O trilho deslizante de transpasse/suspensao permite que os painéis dos servidores e sistemas de armazenamento sejam alinhados
quando instalados nesses racks. Para a instalagdo com ferramentas, devem ser usados trilhos estéaticos de transpasse (B19) para alinhar a
borda com os sistemas de armazenamento.

Braco de gerenciamento de cabos (CMA)

O brago de gerenciamento de cabos (CMA) opcional organiza e fixa os fios e cabos que saem da parte traseira dos sistemas. Ele se
desdobra para permitir que os sistemas estendam para fora do rack sem a necessidade de desconectar os cabos. Alguns dos principais
recursos do CMA incluem:

Cestos grandes em forma de U para comportar grandes quantidades de cabos.

Padr&o de ventilagéo aberta para maximo fluxo de ar.

Capacidade de ser montado em ambos os lados, girando os suportes acionados por mola de um lado para o outro.

Utiliza cintas de gancho e lago em vez de abragadeiras de plastico para eliminar o risco de danos aos cabos durante a circulag&o.
Contém uma bandeja fixa de baixo perfil para comportar e manter o brago de gerenciamento de cabos (CMA) na posicdo totalmente
fechada.

e (O CMA e a bandeja s&o montados sem o uso de ferramentas por meio de projetos de encaixe simples e intuitivos.

O CMA pode ser montado em ambos os lados dos trilhos deslizantes sem o uso de ferramentas ou a necessidade de convers&o. Para
sistemas com uma fonte de alimentacdo (PSU), recomenda-se montar no lado oposto ao da fonte de alimentacgdo para facilitar o acesso a
ela e as unidades traseiras (se aplicavel) para manuteng&o ou substituicéo.
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Figura 31. Trilhos deslizantes com cabeamento do CMA

Barra de alivio de tenséo (SRB)

A barra de alivio de tens&o opcional (SRB) para o PowerEdge R860 organiza e suporta conexdes de cabo na extremidade traseira do
servidor para evitar danos causados por dobras.

Figura 32. Barra de alivio de tensdo por cabo

Fixac&o aos trilhos sem ferramentas

Dispde de duas posi¢cdes de profundidade para acomodar diversas cargas de cabos e profundidades de racks
Suporta as cargas de cabo e controla a tensdo nos conectores do servidor

Os cabos podem ser separados em pacotes discretos e de finalidade especifica.

Instalacdo do rack

Um design em "suspens&o" significa que o sistema ¢é instalado verticalmente nos trilhos, por meio da inser¢éo dos espagadores nas laterais
do sistema dentro dos "slots J", que ficam nos membros internos dos trilhos em posigcéo totalmente estendida. O método de instalag&o
recomendado & inserir primeiro os espagadores traseiros no sistema dentro dos slots J traseiros nos trilhos para liberar uma méo e, em
seguida, girar o sistema para baixo nos slots J restantes, ao mesmo tempo que usa a mao livre para segurar o trilho na lateral do sistema.
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Como instalar o sistema no rack (opcéo A: transpasse)

1. Puxe os trilhos internos para fora do rack até eles travarem no lugar.

Figura 33. Puxe o trilho interno
2. Localize os espagadores traseiros do trilho nas laterais do sistema e abaixe-0s nos slots J traseiros dos conjuntos deslizantes.

3. Gire o sistema para baixo até todos os separadores dos trilhos se encaixarem nas ranhuras J.

FrrAFFF

da f PP

Figura 34. Espacadores dos trilhos encaixados nos slots J
Empurre o sistema para dentro até que as alavancas de blogueio se encaixem no lugar.
Puxe as presilhas de travamento laterais azul dos dois trilhos para frente ou para tras e deslize o sistema pelo rack até ele estar

completamente inserido.
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Figura 35. Deslize o sistema no rack

Como instalar o sistema no rack (opc¢éo B: transpasse)

1. Puxe os trilhos intermediarios para fora do rack até eles travarem no lugar.
2. Libere a trava do trilho interno, puxando-a para frente nas presilhas brancas e deslizando o trilho interno para fora dos trilhos

intermediérios.

Figura 36. Puxe o trilho intermediario

Tabela 27. Etiqueta de componente do trilho

Ndmero Componente
1 Trilho intermediéario
2 Trilho interno

3. Prenda os trilhos internos nas laterais do sistema, alinhando os slots J no trilho aos espacgadores e deslizando para frente até

encaixa-los no lugar.
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Figura 37. Prenda os trilhos internos no sistema
4. Com os trilhos intermediarios estendidos, instale o sistema.

Figura 38. Instale o sistema nos trilhos estendidos
B. Puxe as guias de trava de liberagéo do slide azul para frente ou para trés nos dois trilhos e deslize o sistema para dentro do rack.
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Figura 39. Deslize o sistema no rack
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Sistemas operacionais e virtualizacao

Topicos:

*  Sistemas operacionais compativeis

Sistemas operacionais compativeis

O sistema PowerEdge R860 é compativel com os seguintes sistemas operacionais:

Canonical Ubuntu Server LTS

Microsoft Windows Server com Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

VMware ESXi

Para ver mais informagdes, visite .
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Dell OpenManage Systems Management

A Dell oferece solugdes de gerenciamento que ajudam os administradores de Tl a implementar, atualizar, monitorar e gerenciar ativos de
TI com eficacia. As solugdes e ferramentas do OpenManage permitem que vocé responda rapidamente aos problemas, ajudando-os a
gerenciar os servidores Dell de maneira eficiente; em ambientes fisicos, virtuais, locais e remotos; tudo isso sem a necessidade de instalar
um agente no sistema operacional.

O portfélio de OpenManage inclui:

Ferramenta de gerenciamento incorporadas inovadoras — Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)
Consoles-OpenManage Enterprise

Extensivel com plug-ins-OpenManage Power Manager

Atualizar ferramentas-Gerenciador de repositorio

A Dell desenvolveu solugdes abrangentes de gerenciamento de sistemas com base em padrdes abertos e as integrou a consoles de
gerenciamento de parceiros como Microsoft e VMware, permitindo o gerenciamento avangado dos servidores Dell. Os recursos de
gerenciamento da Dell se estendem a ofertas dos principais fornecedores e frameworks de gerenciamento de sistemas do setor, como
da Ansible, Splunk e ServiceNow. As ferramentas OpenManage automatizam toda a extenséo de atividades de gerenciamento do ciclo de
vida do servidor juntamente com as poderosas APls RESTful para fazer o script ou se integrar a sua escolha de frameworks.

Para ver mais informag&es sobre todo o portfélio OpenManage, visite:

e (uia de visdo geral do gerenciamento de sistemas da Dell mais recente.
Toépicos:

e iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller - controlador de acesso remoto Integrado Dell)
*  Matriz de suporte de software de gerenciamento de sistemas

IDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller -
controlador de acesso remoto Integrado Dell)

O iDRAC9 oferece administragdo de servidores avangada, sem agentes, local e remota. Integrado em cada servidor de PowerEdge, o
iDRAC9 oferece um meio seguro para automatizar vérias tarefas comuns de gerenciamento. Como o iDRAC é integrado dentro de cada
servidor PowerEdge, ndo ha nenhum software adicional para instalar; apenas conecte os cabos de alimentacéo e de rede, e 0 iIDRAC
estara pronto para iniciar. Mesmo antes de instalar um sistema operacional ou hypervisor, os administradores de Tl tém um conjunto
completo de recursos de gerenciamento de servidor ao seu alcance.

Com 0 iDRAC9 em todo o portfélio do Dell PowerEdge, as mesmas técnicas e ferramentas de administragdo de Tl podem ser aplicadas em
todo o portfélio. Essa plataforma de gerenciamento consistente permite o dimensionamento facil de servidores PowerEdge & medida que a
infraestrutura de uma organizagao cresce. Os clientes podem usar a APl iDRAC RESTful para os mais recentes métodos de administragéo
escalaveis dos servidores PowerEdge. Com essa API, 0 iDRAC permite o suporte ao padrao do Redfish e o aprimora com extensdes da

Dell para otimizar o gerenciamento em escala dos servidores PowerEdge. Com o0 iDRAC no nicleo, todo o portfélio OpenManage de
ferramentas de gerenciamento de sistemas permite que todos os clientes adaptem uma solugéo eficaz e econdmica para ambiente de
qualquer tamanho.

O provisionamento sem intervencgao esta integrado ao iDRAC. ZTP: o provisionamento sem intervencgdo € automagao inteligente; o
gerenciamento sem agentes da Dell deixa os administradores de Tl no controle. Depois que um servidor PowerEdge é conectado a
alimentag&o e a rede, esse sistema pode ser monitorado e totalmente gerenciado, seja na frente do servidor ou remotamente por uma
rede. Na verdade, sem a necessidade de agentes de software, um administrador de Tl pode: - Monitorar - Gerenciar - Atualizar -
Solucionar problemas e corrigir servidores Dell com recursos como implementagado e provisionamento sem intervencgao, iDRAC Group
Manager e blogueio do sistema, 0 iIDRACS foi criado sob medida para acelerar e facilitar a administragéo de servidores. Para os clientes
cuja plataforma de gerenciamento atual utiliza o gerenciamento em banda, a Dell oferece o iDRAC Service Module, um servico leve que
pode ser usado com 0 iIDRACS e o sistema operacional do host para ter compatibilidade com plataformas de gerenciamento preexistentes.

Quando solicitados com o DHCP ativado de fabrica, os servidores PowerEdge podem ser configurados automaticamente quando s&o
ligados e conectados a rede. Esse processo usa configuragdes baseadas em perfil que garantem que cada servidor esteja configurado
conforme as suas especificagdes. Esse recurso exige uma licenga do iDRAC Enterprise.

O iDRAC9 oferece os niveis de licenca a seguir:
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Tabela 28. Niveis de licenca do iDRAC9

Licenca

Descricao

iDRAC9 Basic

Disponivel apenas no rack/torre da série 100-500
Instrumentac&o basica com o iIDRAC Ul da Web
Para clientes econdmicos que veem valor limitado no gerenciamento

iDRAC9 Express

Padrao no rack/torre de 600 + série e modular e série XR
Inclui todos os recursos do Basic
Recursos avancados de gerenciamento remoto e ciclo de vida do servidor

iDRAC9 Disponivel como uma upsell em todos os servidores

Enterprise Inclui todos os recursos do Basic e Express. Inclui recursos importantes, como console virtual, suporte AD/LDAP e
muito mais
Recursos de presenga remota com recursos avangados de gerenciamento de classe empresarial

iDRAC9 Disponivel como uma upsell em todos os servidores

Datacenter Inclui todos os recursos do Basic, Express e Enterprise. Inclui recursos importantes, como streaming de telemetria,

gerenciamento térmico, gerenciamento automatizado de certificados e muito mais

Insight remoto estendido em detalhes do servidor, concentrado em opg¢des de servidor de alto nivel, energia
granular e gerenciamento térmico

Para obter uma lista completa dos recursos do iDRAC por nivel de licenga, consulte o Guia do usuario do Integrated Dell Remote Access
Controller 9 em Dell.com.

Para obter mais detalhes sobre 0 iIDRACY, incluindo white papers e videos, consulte:

e Suporte para Integrated Dell Remote Access Controller 9 (IDRAC9) na pagina da Base de conhecimento em Dell.com

Matriz de suporte de software de gerenciamento de

sistemas

Tabela 29. Matriz de suporte de software de gerenciamento de sistemas

Categorias Recursos PE mainstream
Gerenciamento integrado e servigos em iDRAC9 (licencas Express, Enterprise e Datacenter) Suportado
banda OpenManage Mobile Suportado
OM Server Administrator (OMSA) Suportado
iDRAC Service Module (iSM) Suportado
Pacote de drivers Suportado
Gerenciamento de mudangas Ferramentas de atualizag&o (Gerenciador de repositério, DSU, | Suportado
Catélogos)
Server Update Utility Suportado
Pacote de drivers do Lifecycle Controller Suportado
ISO inicializavel Suportado
Console e Plug-ins OpenManage Enterprise Suportado
Plug-in do Power Manager Suportado
Plug-in do Update Manager Suportado
Plug-in SupportAssist Suportado
Cloudl@ Suportado
Integragdes e conexdes Integracdo do OM com o VMware vCenter/vROps Suportado
Integracéo de OM com o Microsoft System Center (OMIMSC) | Suportado
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Tabela 29. Matriz de suporte de software de gerenciamento de sistemas (continuacéo)

Categorias Recursos PE mainstream
Integragdes ao Microsoft System Center e o Windows Admin Suportado
Center (WAQC)
ServiceNow Suportado
Ansible Suportado
Conectores de terceiros (Nagios, Tivoli, Microfocus) Suportado

Segurancga Gerenciamento seguro de chaves corporativas Suportado
Verificagdo segura do componente Suportado

Sistema operacional padrao

Red Hat Enterprise Linux, SUSE, Windows Server 2021 Ubuntu,
CentOS

Compativel (nivel 1)
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Apéndice D: servico e suporte

Topicos:

¢  Niveis de suporte padréo
e Qutros servicos e informagdes de suporte

Niveis de suporte padrao

Este sistema oferece 3 anos do Dell ProSupport no préximo dia Util, inclusive suporte 24x7 por telefone e suporte para pegas € méo de
obra no préoximo dia Util.

Niveis de implementacao padrao

Este sistema é padronizado para a ProDeploy Dell Server R860, que inclui instalagé&o de hardware no local e configuragéo de software. Os
maodulos deslizantes da Série C exigem um servigo de implementagdo para cada médulos adquirido. A instalagdo do compartimento esta
incluida sem cobrangas adicionais. Opcionalmente, o cliente pode optar por qualquer oferta de implementacgéo de fabrica ou de campo
listada abaixo.

Outros servicos e informacées de suporte

Os servigos de Dell Technologies incluem uma ampla variedade de op¢des de servigo que podem ser personalizadas para simplificar a
avaliacdo, o projeto, a implementag&o, o gerenciamento e a manutengéo de ambientes de Tl e para ajudar a fazer a transicdo da plataforma
para a plataforma.

Dependendo dos requisitos comerciais atuais e do nivel correto de servigo para os clientes, fornecemos servicos de féabrica, no local,
remotos, modulares e especializados que se ajustam as necessidades e ao orgamento do cliente. Ajudaremos com um pouco ou muito, com
base na escolha do cliente, e proporcionaremos acesso a Nossos recursos globais.

Servicos de implementacao Dell

Dell ProDeploy Infrastructure Suite

O ProDeploy Infrastructure Suite oferece uma variedade de ofertas de implementagdo que atendem as necessidades exclusivas de um
cliente. Ele é composto por cinco ofertas: ProDeploy Configuration Services, ProDeploy Rack Integration Services, Basic Deployment,
ProDeploy e ProDeploy Plus.
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ProDeploy Infrastructure Suite for servers

Versatile choices for accelerated deployments

FACTORY BASED SERVICES FIELD BASED SERVICES

ProDeploy

Factory
Configuration

ProDeploy
Rack
Integration
« Complete rack build:
hardware install,

cabling and system
configuration

Basic
Deployment

ProDeploy

* Choice of Install

— Dell installs hardware
(ProDeploy)

— Customer installs
(ProDeploy Remote)

* Choice of Config

ProDeploy
Plus

On-site hardware
installation and
on-site configuration

Training credits

+ Hardware &
cabling install

* Firmware update

+ Business hours

— Remote configuration
— Optional on-site
upgrade

Plan, manage and track delivery using
online collaboration tool in TechDirect

Customer buying a small
number of servers or 1-2 racks

Load image
System settings
Asset tagging

Optional add-ons:

- Factory stress test

- On-site final rack
configuration

vCus’tomer buying rack plus -
servers at volume (>20)

o
b 4

Ideal Customer buying

for: servers at volume

Figura 40. ProDeploy Infrastructure Suite para servidores

Os novos Servigos de fabrica consistem em duas camadas de implementag&o que ocorrem antes do envio para o local do cliente.

Servicos baseados em fabrica:

e Configuragéo de fabrica do ProDeploy - Ideal para clientes que compram servidores em volume e buscam pré-configuragdo antes do
envio, como: imagem personalizada, configuracdes do sistema e marcag&o de ativos para que ele chegue pronto para uso imediato.
Além disso, os servidores podem ser empacotados e agrupados para atender aos requisitos especificos de envio e distribuicdo para
cada localizag&o do cliente a fim de facilitar o processo de implementacgédo. Faca upsell de um dos servigos baseados em campo
(abaixo) se um cliente precisar de assisténcia com a instalagdo final do servidor.

e ProDeploy Rack Integration - |deal para clientes que buscam criar racks totalmente integrados antes do envio. Essas criagdes de rack
incluem instalagéo de hardware, cabeamento e configuragdo completa do sistema. Vocé também pode adicionar um teste de estresse
de fabrica e a configuragao final de rack opcional no local para concluir a instalag&o do rack.

o As SKUs PADRAO para integracéo de rack estéo disponiveis apenas nos EUA e exigem:

= 20 ou mais dispositivos (servidores séries R e C e todos os switches Dell ou ndo Dell). Usar SKUs informacionais para switches
Dell ou produtos de terceiros

= Envio para os EUA contiguos
o USE A COTACAO PERSONALIZADA para integragéo de rack para:
= Todos os paises, exceto EUA
= Racks com menos de 20 servidores
= Qualquer rack gque inclua o VxRail ou o0 armazenamento
= Envio para fora dos EUA contiguos
= Envio para varios locais

Servicos baseados em campo:

e A Basic Deployment consiste na instalagio de hardware, no cabeamento e na atualizag&o do firmware durante o horario comercial
padrao normal. Tradicionalmente, a Basic Deployment é vendida para parceiros habilitados para competéncias. Geralmente, os
parceiros habilitados para competéncias fazem com que a Dell faga a instalacdo de hardware enquanto concluem a configuragdo
do software.

e O ProDeploy consiste na instalagdo e configuragéo de hardware do software usando recursos offshore. O ProDeploy é excelente para
clientes que s&o sensiveis ao preco ou que estdo remotos de seus data centers e ndo precisam de uma presenga no local.

e O ProDeploy Plus fornecera recursos na regido ou no local para concluir o engajamento com o cliente. Ele também vem com recursos
adicionais, como assisténcia a configuragédo pds-implementacgéo e créditos de treinamento.
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ProDeploy Infrastructure Suite | Factory services

ProDeploy Faclory P roDaplony
Rack Integration
Single point of contact for project management
RAID, BIOS and IDRALC configuration
Aszset configuration Firmware freaze

Assed Taggng and Reporting
Customer system image

Site readiness review and implementation planning

Harchware racking and catding

SAM engagement for ProSupport Pius entitied accounts/devices
Deployment verification, documentalion, and knowledge ransier

¥ implementalion

White glove logistics
Onsite final configuration

Dedivery Install support software and connect with Dell Technologies
Basic Deployment

Orfing collabor ative ervironment for planning, managing and racking deliver

Single point of contact for project management
Site readiness review

Pre-deployment

Implementation planning’

SAM engagerment for ProSupport Plus entitied devices

Deployment service hours

B
Onsite hardware installation and packaging material removal? or remote guidance for Tlﬂ Onsit
hardware installation’ guidance or nsite
Deployment ansite

Install and configure system software _ Remote

Install support software and connect with Dell Technologies
Project documentation with knowledge transfer

Daploymant verification

Configuration data transfer to Dell Technologies technical support
Post- deployment . =

30-days of post-deployment configuration assistance

Training credits for Dell Technologies Education Services

Online collaborative environment in TechDirect for planning, managing and tracking

! Remote option includas project specific instructions, docurnentation and ive axpert guidance for hardware installation. Optien available for select hardware. List is avadable in the backup portion of this customer
prasentation

7 Packaging removal incleded with onsite hardware installation

Yincluded with ProDaploy or ProDeploy Plus, Not included with Basic Deplayrment

Figura 42. ProDeploy Infrastructure Suite - Servicos de campo

Dell ProDeploy Plus for Infrastructure

Do comeco ao fim, o ProDeploy Plus oferece a habilidade e a escala necessérias para realizar com sucesso implementagdes exigentes
em ambientes complexos de Tl atuais. Os especialistas certificados da Dell comegam com avaliagdes ambientais abrangentes além de
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recomendacdes e planejamento detalhado da migragdo. A instalagdo de software inclui configurar a solug&o de conectividade empresarial
(gateway de conex&o segura) e os utilitarios do OpenManage System Management.

Também est&o disponiveis servigos de assisténcia de configuragdo pos-implementacéo, teste e orientagéo do produto.

Dell ProDeploy for Infrastructure

O ProDeploy oferece servigo completo de instalagéo e configuragcdo do hardware de servidor e do software do sistema por engenheiros
de implementacdo certificados, inclusive a configuragdo dos principais sistemas operacionais e hypervisores, bem como a solu¢do de
conectividade empresarial (gateway de conex&o segura) e os utilitarios do OpenManage System Management. Como preparacdo a
implementacé&o, realizamos uma analise de preparo do local e um exercicio de planejamento de implementag&o. A documentagédo completa
de teste, validacdo e projeto do sistema com transferéncia de conhecimentos conclui o processo.

Dell Basic Deployment

O Basic Deployment oferece instalag&o profissional sem preocupagdes por técnicos experientes que conhecem os servidores da Dell como
ninguém.

Deployment Services adicionais

Vocé pode personalizar a oferta do ProDeploy Infrastructure Suite para atender as necessidades exclusivas do cliente aproveitando o
"Tempo Adicional de Implementag&o". O TAI cobrira tarefas adicionais acima do escopo normal das ofertas padrao. O TAI pode ser vendido
para gerenciamento de projetos ou recursos técnicos e é vendido como blocos de quatro horas remotas ou oito horas no local.

Dell ProDeploy for HPC (Disponivel apenas nos EUA/Canada. Todas as outras regides
usam personalizado)

Implementacdes de HPC exigem especialistas que compreendam que a vanguarda ja esté desatualizada. A Dell implementa os sistemas
mais rapidos do mundo e entende as nuances que os fazem funcionar. O ProDeploy for HPC oferece:

e Equipe global de especialistas em HPC dedicados
e Registro de rastreamento comprovado, milhares de implementagdes de HPC bem-sucedidas
e Validacdo de projeto, analises comparativas e orientagéo sobre o produto

Saiba mais em Dell.com/HPC-Services.
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ProDeploy Expansion for HPC
*Available as standard SKUs in US & Canada and as custom quote in APJC, EMEA, LATAM

ProDeploy for HPC* HPC Add-on for Nodes

Rack & Stack Server
Nodes

Professionally labeled

Install & configure Cluster
Management software

Configure HPC nodes & switches cabling
Validate implemented design BIOS configured for HPC
Perform cluster benchmarking OS installed
Product orientation Per node
Per cluster
« Non-Tied BASE SKU « Tied & Non-Tied Add-on SKUs
+ 1 SKU per new cluster + 1 SKU/asset
(regardless of cluster size) « If over 300 nodes use custom quote

Figura 43. ProDeploy Expansion para HPC

Servicos de implementacao personalizados da Dell

A integracdo de rack personalizada da Dell e outros servigos de configuragdo da Dell sjudam os clientes a economizar tempo fornecendo
sistemas em rack, cabeados, testados e prontos para serem integrados ao data center. O Suporte Dell pré-configura RAID, BIOS e iDRAC,
instala imagens do sistema e até mesmo hardware e software de terceiros.

Para obter mais informagoes, consulte Servicos de configuracéo do servidor.

Dell Residency Services

Os servigos de residéncia ajudam os clientes a fazer a transigdo para novos recursos rapidamente, com a assisténcia de especialistas da
Dell no local ou remotamente cujas prioridades e tempo eles controlam.

Especialistas de residéncia podem fornecer gerenciamento pds-implementacéo e transferéncia de conhecimentos relacionados a aquisi¢éo
de uma nova tecnologia ou gerenciamento operacional diario da infraestrutura de Tl.

Servicos de migracao de dados Dell

Proteger os negécios e dados do cliente com nosso ponto Unico de contato para gerenciar projetos de migragéo de dados.

Um gerente de projeto do cliente trabalha com nossa experiente equipe de especialistas para criar um plano utilizando ferramentas lideres
da indUstria e processos comprovados baseados em praticas recomendadas globais para migrar arquivos e dados existentes, de modo que
0s sistemas comerciais sejam instalados e operem de maneira répida e sem problemas.

Servicos de suporte Dell Enterprise
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Dell ProSupport Enterprise Suite

Com o ProSupport Enterprise Suite, ajudamos a manter os sistemas de T| funcionando perfeitamente, para que os clientes possam se
concentrar na execugao de seus negoécios. Ajudamos a manter o desempenho maximo e a disponibilidade das cargas de trabalho mais
essenciais. ProSupport Enterprise Suite € uma suite de servigos de suporte que permite aos clientes construir a solugéo certa para sua
organizagao. O cliente escolhe os modelos de suporte com base na maneira como utiliza a tecnologia € onde deseja alocar recursos. Da
area de trabalho ao data center, solucione os desafios de Tl diérios, como tempo de inatividade ndo planejado, necessidades essenciais,
protecao de dados e ativos, planejamento de suporte, alocag&o de recursos, gerenciamento de aplicativos de software e muito mais.
Otimizar os recursos de Tl do cliente, escolhendo o modelo de suporte correto.

Tabela 30. ProSupport Enterprise Suite

Servico Modelo de suporte Descricao

ProSupport Enterprise Suite ProSupport Plus para empresas Suporte proativo, preditivo e reativo para

sistemas que se assemelham a aplicativos e
cargas de trabalho essenciais da empresa

ProSupport for Enterprise Suporte abrangente 24 x 7 preditivo e
reativo para hardware e software

Suporte basico de hardware Suporte de hardware reativo durante o
horario comercial normal

Dell ProSupport Plus para empresas

Quando os clientes adquirem o servidor PowerEdge, recomendamos ProSupport Plus, nosso servigo de suporte proativo e preventivo para
sistemas essenciais da empresa. O ProSupport Plus oferece todos os beneficios do ProSupport, além do seguinte:

Um gerente de contas de servigos designado que conhece seus negdcios e ambiente

Solugdo de problemas imediatamente avangada por parte de um engenheiro

Recomendacdes personalizadas e preventivas com base em andlise das tendéncias de suporte e praticas recomendadas de toda a
base de clientes de solu¢des de infraestrutura da Dell Technologies para reduzir problemas de suporte € melhorar o desempenho
Andlise preditiva para prevengé&o e otimizag&o de problemas proporcionada pela tecnologia de gateway de conexdo segura
Monitoramento proativo, deteccéo de problemas, notificacdo e criagdo automatizada de casos para resolugéo de problemas acelerada
proporcionada pelo gateway de conexdo segura

Geragao de relatérios sob demanda e recomendagdes baseadas em lo6gica analitica proporcionadas pelo gateway de conexao segura e
TechDirect

Dell ProSupport for Enterprise

O ProSupport Service oferece especialistas altamente treinados 24 horas por dia e em todo o mundo para atender as necessidades de Tl.
Ajudamos a minimizar as interrupgdes e a maximizar a disponibilidade de cargas de trabalho do servidor do PowerEdge com:

Suporte 24x7 por telefone, chat e on-line

Ferramentas preditivas e automatizadas e tecnologia inovadora

Um ponto central de responsabilidade por todas as questdes de hardware e software

Suporte colaborativo de terceiros

Suporte a aplicativos, hypervisor e sistema operacional

Experiéncia consistente, independentemente de onde o cliente estiver localizado ou em qual idioma se expresse* *

®| NOTA: Sujeito a disponibilidade da oferta de servigo no pais ou na regiéo.

Pecas opcionais no local e opgdes de resposta de mdo de obra, incluindo o préximo dia Util ou essencial de quatro horas
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ProSupport Enterprise Suite

Feature Comparison i I prosupport
[ Plus
Remote technical support 24x7 24x7

Hardware
Software

Next business day or
4 hr mission critical

Covered products Hardware

Onsite hardware support

31 party collaborative assistance
Self-service case initiation and management

Access to software updates

Proactive storage health monitoring, predictive analytics and
anomaly detection with CloudlQ and the CloudiQ mobile app
Priority access to specialized support experts

Predictive detection of hardware failures

3 party software support

An assigned Service Account Manager

Proactive, personalized assessments and recommendations | [

Proactive systems maintenance

§ |00 ® 00 o (o900

Awailability and terms of Dell Technologies o5 vary by region and by producl. For more information, phe ew our Sendos descriplions

Figura 44. ProSupport Enterprise Suite

Dell ProSupport One for Data Center

O ProSupport One for Data Center oferece suporte flexivel em todo o local para data centers grandes e distribuidos com mais de

1.000 ativos. Esta oferta € construida sobre componentes padrdo ProSupport que alavancam nossa escala global, mas s8o adaptados as
necessidades de um cliente. Embora ndo seja para todos, esta opgéo de servigo oferece uma solugdo verdadeiramente exclusiva para os
maiores clientes da Dell Technologies com ambientes mais complexos.

Atribuicdo de equipe de gerentes de contas de servigos com opgdes remota e no local
Atribuicdo de engenheiro técnico e de campo do ProSupport One treinados sobre o ambiente e as configuragdes do cliente

Geragao de relatérios sob demanda e recomendagdes baseadas em l6gica analitica proporcionadas pelo gateway de conexao segura e
TechDirect

Suporte no local flexivel e opgdes de pegas que se ajustam ao seu modelo operacional
Um plano de apoio e treinamento sob medida para sua equipe de operagdes

Dell ProSupport Add-on para HPC

O ProSupport Add-on para HPC oferece suporte com consciéncia de solugéo, inclusive:

Acesso a especialistas séniores em HPC

Assisténcia avangada em cluster de HPC: desempenho, interoperabilidade e configuragéo

Suporte completo com solugdes de HPC avangadas

Engajamento de pré-suporte remoto com especialistas em HPC durante a implementacdo do ProDeploy

Saiba mais em Dell.com/HPC-Services.
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ProSupport Add-on for HPC is an add-on to PS or PSP

Asset-level support Solution support

ProSupport Add-on
for HPC*

ProSupport Plus

|
. L I
Proactive and predictive
support for critical systems |
[ «  Access to senior HPC experts
- Designated Technical Service «  Advanced HPC cluster assistance:
Manager and priority access performance, interoperability,
to support experis configuration issues
- Enhanced HPC solution level
[ end-to-end support
Remote pre-support engagement
| with HPC Specialists during
ProDeploy implementation
I\ J

Predictive issue detection by
Secure Connect Gateway

= Systems Maintenance
- Quidance

Eligibility
. All server, storage, and networking nodes in cluster must have PS or PSP AND PS Add-on for HPC attached
] All HW expansions to clusters must attach PS or PSP AND PS Add-on for HPC
»  To retrofit an entire existing cluster with PS Add-on for HPC:
1. HPC Specialists must review and validate the existing cluster
2. PSor PSP AND the PS Add-on for HPC (APOS) must be attached to all server, storage and networking nodes

*Available in standard SKUs in NA and EMEA and as custom quote in APJC & LATAM D<LLTech

Figura 45. O Complemento do ProSupport para HPC é um complemento do PS ou PSP

Tecnologias de suporte

Potenciando a experiéncia de suporte com tecnologias preditivas, orientadas por dados.

@l NOTA: Os recursos do SupportAssist Enterprise agora fazem parte da tecnologia do gateway de conex&o segura.

Conectividade empresarial

O melhor momento para solucionar um problema é antes que ele acontega. Os recursos de suporte automatizado proativos e preditivos
ativados pela tecnologia de gateway de conex&o segura ajudam a reduzir as etapas e o tempo para resolugdo, muitas vezes detectando
problemas antes que gerem uma crise. A tecnologia de gateway esté disponivel em edigdes virtuais e de aplicativos. Ela também &

implementada como uma vers&o de conex&o direta para hardware Dell selecionado e um plug-in de servigos no OpenManage Enterprise

para servidores PowerEdge. A solugdo legada SupportAssist Enterprise foi desativada e agora é substituida pelas solugdes de gateway de

conex&o segura.
Os beneficios incluem:

Valor: nossas solugdes de conectividade estéo disponiveis para todos os clientes sem custo adicional
Melhoria da produtividade: substitua rotinas manuais e de alto esfor¢o por suporte automatizado

Acelerar o tempo para resolugéo: recebimento de alertas de problemas, criagdo automética de caso e contato proativo de especialistas

da Dell

e Obter insight e controle: otimize os dispositivos corporativos com insights na geragado de relatérios de portais, como o TechDirect, e
obtenha a detecgéo preditiva de problemas antes que se manifestem

@ NOTA: A conexdo de dispositivos pode acessar esses recursos. Os recursos variam conforme o Acordo de Nivel de Servigo do
dispositivo conectado. Os clientes do ProSupport Plus tém o conjunto completo de recursos de suporte automatizados.

Tabela 31. Recursos ativados pela conectividade

— Garantia de hardware ProSupport ProSupport Plus
basica

Deteccéo de problemas automatizada e coleta | Suportado Suportado Suportado

de informagdes do estado do sistema
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Tabela 31. Recursos ativados pela conectividade (continuacdo)

— Garantia de hardware ProSupport ProSupport Plus
basica

Criag&o e notificagdo proativas e Nao suportado Suportado Suportado

automatizadas de casos

Deteccéo preditiva de problemas para Nao suportado Nao suportado Suportado

prevencéo de falhas

Comece em DellTechnologies.com/secureconnectgateway.

Dell TechDirect

O TechDirect ajuda a impulsionar a produtividade da equipe de Tl ao dar suporte aos sistemas Dell.

Impulsione sua produtividade com o suporte on-line para produtos Dell a partir do TechDirect. Da implementaco até o suporte técnico, o
TechDirect permite que vocé faga mais com menos esfor¢o e resolugdo mais rapida. Vocé pode:

Abrir e gerenciar solicitagdes de suporte ou sistemas dentro da garantia

Executar o autoatendimento on-line para despacho de pecgas

Colaborar em projetos de implementacéo de infraestrutura do ProDeploy on-line

Gerenciar alertas proativos e preditivos a partir da tecnologia de gateway de conex&o segura que ajuda a maximizar o tempo de
funcionamento

Integrar a funcionalidade de servigos ao seu Help Desk com as APIs do TechDirect

Juntar-se a mais de 10.000 empresas que escolhem o TechDirect

Inscreva-se em TechDirect.Dell.com.

Servicos de consultoria da Dell Technologies

Nossos consultores especialistas ajudam clientes a transformar os resultados para 0s negécios com mais rapidez e velocidade para as
cargas de trabalho de alto valor com os quais os sistemas Dell PowerEdge podem lidar. Da estratégia a implementag&do completa, a
consultoria da Dell Technologies pode ajuda-lo a determinar como realizar a transformagéo de Tl, da forga de trabalho ou aplicativo.
Usamos abordagens prescritivas e metodologias comprovadas combinadas com portfdlio e rede de parceiros Dell Technologies para ajudar
a alcangar resultados em negécios reais. Desde nuvem mdltipla, aplicativos, DevOps e transformagdes de infraestrutura, até resiliéncia de
negdcios, modernizagdo de data center, l6gica analitica, colaborag&o da forca de trabalho e experiéncias de usuario — estamos aqui para
ajudar.

Dell Managed Services

Alguns clientes preferem que a Dell gerencie a complexidade e o risco das operagdes diérias de Tl, o Dell Managed Services utiliza
operacdes de entrega proativas e habilitadas por IA e automag&o moderna para ajudar os clientes a alcancar os resultados desejados para
0s negdcios a partir de seus investimentos em infraestrutura. Com essas tecnologias, Nossos especialistas executam, atualizam e ajustam
0s ambientes dos clientes alinhados aos niveis de servi¢o, ao mesmo tempo que fornecem visibilidade em todo o ambiente e no dispositivo.
Ha dois tipos de ofertas de servigos gerenciados. Primeiro, 0 modelo de terceirizagdo ou o modelo CAPEX em que a Dell gerencia os ativos
de propriedade do cliente usando nossas pessoas e ferramentas. O segundo € o modelo as a service ou 0 modelo OPEX chamado Dell
APEX. Neste servico, a Dell é proprietéria de toda a tecnologia e de todo o gerenciamento dela. Muitos clientes terdo uma combinagao dos
dois tipos de gerenciamento, dependendo dos objetivos da organizacgao.
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QOutsourcing or | as-a-Service or
CAPEX model — ' APEX OPEX model

Managed

We manage your technology
using our people and tools.!

¢ Managed detection and response*

¢ Technology Infrastructure

¢ End-user (PC/desktop)

¢ Service desk operations

¢ Cloud Managed (Pub/Private)

¢ Office365 or Microsoft Endpoint

We own all technology so you
can off-load all IT decisions.
¢ APEX Cloud Services
¢ APEX Flex on Demand
elastic capacity
¢ APEX Data Center Utility
pay-per-use model

1 — Some minimum device counts may apply. Order via: ClientManagedServices. sales@dell.com

* Managed detection and response covers the secunty monitoring of laptops
servers, & virtual servers. Min. 50 devices combined. No Networking or
Storage-only systems [SAN/NAS]. Available in 32 countries. Details here

Figura 46. Dell Managed Services

Dell Technologies Education Services

Crie os conhecimentos de Tl necessérios para influenciar os resultados da transformagao dos negécios. Potencialize talentos e capacite as
equipes com as habilidades certas para liderar e realizar a estratégia de transformagédo que impulsiona a vantagem competitiva. Aproveite o
treinamento e a certificagdo necessarios para a transformagao real.

O Dell Technologies Education Services oferece treinamento e certificacdes do servidor PowerEdge idealizados para ajudar o cliente a
obter mais do investimento em hardware. O curriculo apresenta as informagdes e as habilidades praticas em primeira m&o que a equipe do
cliente instale, configure, gerencie e solucione problemas dos servidores Dell com seguranca.

Para saber mais ou inscrever-se em uma classe hoje, consulte Education.Dell.com.
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Apéndice A: Especificacoes adicionais

Topicos:

Dimensdes do chassi

Peso do chassi
Especificacdes da porta NIC
Especificagdes de video
Portas USB

Classificagcdo da PSU
Especificagdes ambientais

Dimensoes do chassi

O R860 tem as seguintes dimensdes:

Za—> [« Zc >
Zb

Y

A

]

Xa TOP VIEW Xb
Bezel or
outer most
feature 0 !
N
Y

h
I SIDE VIEW
= v

Figura 47. Dimensdes do chassi
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Tabela 32. Dimensoées do chassi

Ndmero do | Xa Xb Y Za com Za sem Zb Zc Peso max. | Chassi
modelo borda borda do sistema
R860 482,0 mm 444,0 mm |86,8 mm |[36,0 mm |22,0 mm 817,23 mm [ 848,3 mm | 42,97 kg 2U
(18,97 (17,48 pol | (3,41 pole | (1,41 (0,86 (32,17 (33,39 (94,73 Ib)
polegadas) egadas) gadas) polegada) | polegada) polegadas) | polegadas

Orelha a ) Orelha a
parede alca da
traseira PSU

®| NOTA: Zb ¢é a superficie externa da parede traseira nominal, onde os conectores de E/S da placa de sistema est&o localizados.

Peso do chassi

Tabela 33. Peso do chassi

Configuracéo do sistema

Peso maximo (com todos as unidades/SSDs)

Um servidor com unidades totalmente preenchidas

42,97 kg (94,73 Ib)

Um servidor sem unidades e PSU instalada

13,09 kg (28,85 Ib)

Especificacées da porta NIC

O sistema PowerEdge R860 é compativel com duas portas NIC (Network Interface Controller, controladora de interface de rede) de
10/100/1.000 Mbit/s incorporadas a LOM (LAN on Motherboard) e integradas as placas OCP (Open Compute Project) opcionais.

Tabela 34. Especificacdo da porta NIC do sistema

Recurso

Especificacdes

Placa LOM (opcional)

1GbE x 2

Placa OCP (OCP 3.0) (opcional)

4 portas de 1 GbE, 2 portas de 10 GbE, 4 portas de 10 GbE, 2
portas de 25 GbE, 4 portas de 25 GbE, 2 portas de 100 GbE

®| NOTA: O sistema permite que uma placa LOM, uma placa OCP ou ambas sejam instaladas.

Especificacoes de video

O sistema PowerEdge R860 é compativel com controlador da placa gréafica integrada Matrox G200 com 16 MB de buffer de quadros de

video.

Tabela 35. Opcdes de resolucédo de video compativeis

Resolucdo Taxa de atualizacdo (Hz) Profundidade de cores (bits)
1024 x 768 60 8,16, 32
1280 x 800 60 8,16, 32
1280 x 1024 60 8,16, 32
1360 x 768 60 8,16, 32
1440 x 900 60 8,16, 32
1600 x 900 60 8,16, 32
1600 x 1200 60 8,16, 32

Apéndice A: Especificacdes adicionais

69



Tabela 35. Opcdes de resolucado de video compativeis (continuacio)

Resolucdo Taxa de atualizacado (Hz) Profundidade de cores (bits)
1680 x 1050 60 8,16, 32
1920 x 1080 60 8,16, 32
1920 x 1200 60 8,16, 32

Portas USB

Figura 49. Porta USB traseira
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Figura 50. Internal USB Port

Tabela 36. Especificacoes de USB do sistema

USB x.3.0 — porta
compativel

Frente Traseira Interna

Tipo de porta | N&o. de portas Tipo de porta USB Nao. de portas | Tipo de porta USB Nao. de portas
uUSB

USB x.2.0 — 1 USB x.2.0 — porta 1 USB x.3.0 — porta 1

porta compativel compativel

compativel

Classificacao da PSU

A tabela abaixo lista a capacidade de energia das PSUs em modo de operagé&o de linha alta/baixa.

Tabela 37. Classificacdes de linha alta e baixa de PSUs

Recursos Titanium de Platinum de Titanium de Platinum de Titanium de
1.100 W 1.400 W 1.800 W 2.400 W 2.800 W

Pico de energia 1.870 W 2.380 W 3.060 W 4.080 W 4.760 W

(linha alta/-72

VCC)

Linha alta/-72 1100 W 1400 W 1.800 W 2.400 W 2.800 W

VCC

Pico de energia 1.785 W 1785 W N/D 2.380 W N/D

(linha baixa/-40

VCQC)

Linha baixa/-40 1.050 W 1.050 W N/D 1400 W N/D

VCC
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Tabela 37. Classificacdes de linha alta e baixa de PSUs (continuacao)

Recursos Titanium de Platinum de Titanium de Platinum de Titanium de
1.100 W 1.400 W 1.800 W 2.400 W 2.800 W

Linha alta 1100 W 1400 W 1.800 W 2400 W 2.800 W

240 VCC

O PowerEdge R860 é compativel com duas fontes de alimentagdo CA com redundancia 1+1, sensores automaticos e capacidade de
comutagao automatica.

Se duas PSUs estiverem presentes durante o POST, é feita uma comparagéo entre as capacidades de poténcia das PSUs. Caso as
poténcias da PSU ndo correspondam, a maior das duas PSUs é ativada. Além disso, ha uma adverténcia de disparidade de PSU exibida no
BIOS, iDRAC ou no LCD do sistema.

Se uma segunda PSU for adicionada em tempo de execugdo, para que essa PSU especifica seja habilitada, a capacidade de poténcia
da primeira PSU deve ser igual a segunda PSU. Caso contrério, a PSU € marcada como inigualavel no iDRAC e a segunda PSU nado é

habilitada.

As PSUs Dell alcangaram niveis de eficiéncia Platinum, conforme mostrado na tabela abaixo.

Tabela 38. Nivel de eficiéncia da PSU

Metas de eficiéncia por carga

Formato Saida Classe 10% 20% 50% 100%

Redundante 60 mm CA de 1100 W | Titanium 90,00% 94,00% 96,00% 91,50%
CA de 1.400 W | Platinum 89,00% 93,00% 94,00% 91,50%
CA de 1.800 W | Titanium 90,00% 94,00% 96,00% 94,00%

Redundante 86 mm CA de 2.400 W | Platinum 89,00% 93,00% 94,00% 91,50%
CA de 2.800 W | Titanium 90,00% 94,00% 96,00% 94%

Especificacées ambientais

@ NOTA: Para obter mais informagdes sobre certificagdes ambientais, consulte a Data sheet ambiental do produto localizada com a
Documentacéo em .

Tabela 39. Especificacées de operacado continua para ASHRAE A2

Temperatura Especificacdes

Operagdes continuas permitidas

Faixa de temperatura para
altitudes <= 900 metros (<=
2.953 pés)

10-35 °C (50-95 °F) sem a incidéncia de luz solar direta sobre o equipamento

Intervalo de umidade
em porcentagem (sem
condensagéo em todo o
tempo)

8% de UR com ponto de orvalho minimo de -12 ©C (10,4 °F) a 80% UR com ponto de orvalho méximo
de 21°C (69,8 °F)

Reducao de corrente
operacional da altitude

A temperatura maxima é reduzida em 1 ©C/300 m (1,8 °F/984 pés) acima de 900 m (2.953 pés).

Tabela 40. Especificacdes de operacdo continua para ASHRAE A3

Temperatura Especificacdes

Operacdes continuas permitidas

Faixa de temperatura para
altitudes <= 900 metros (<=
2.953 pés)

5-40 ©C (41-104 °F) sem a incidéncia de luz solar direta sobre o equipamento
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Tabela 40. Especificacdes de operacdo continua para ASHRAE A3 (continuacio)

Temperatura Especificacdes

Intervalo de umidade
em porcentagem (sem
condensagdo em todo o
tempo)

de 24 °C (75,2 °F)

8% de UR com ponto de orvalho minimo de -12 ©C (10,4 °F) a 85% UR com ponto de orvalho méaximo

Redug&o de corrente
operacional da altitude

A temperatura maxima é reduzida em 1 ©C/175 m (1,8 °F/574 pés) acima de 900 m (2.953 pés).

Tabela 41. Especificacdes de operacao continua para ASHRAE A4

Temperatura Especificacdes

Operagdes continuas permitidas

Faixa de temperatura para
altitudes <= 900 metros (<=
2.953 pés)

5-45 °C (41-113 °F) sem a incidéncia de luz solar direta sobre o equipamento

Intervalo de umidade
em porcentagem (sem
condensagéo em todo o
tempo)

de 24 °C (75,2 °F)

8% de UR com ponto de orvalho minimo de -12 ©C (10,4 °F) a 90% UR com ponto de orvalho méximo

Reducao de corrente
operacional da altitude

A temperatura maxima é reduzida em 1 ©C/125 m (1,8 °F/410 pés) acima de 900 m (2.953 pés).

Tabela 42. Especificac6es ambientais comuns para ASHRAE A2, A3 e A4

Temperatura

| Especificacoes

Operacgdes continuas permitidas

Gradiente maximo de temperatura (aplica-se tanto a
operacdo quanto a ndo operagao)

20 ©C em uma hora * (36 °F em uma hora) e 5 °C em 15 minutos (9 °F em 15
minutos), 5 ©C em uma hora * (9 °F em uma hora) para hardware de fita

@ NOTA: *De acordo com as diretrizes térmicas da ASHRAE para hardware de
fita, essas ndo s&o taxas instantdneas de mudanga de temperatura.

Limites de temperatura n&o operacional

-40 @ 65 °C (-40 a 149 °F)

Limites de umidade ndo operacional

5% a 95% de RH com ponto de orvalho méaximo de 27 ©C (80,6 °F)

Altitude ndo operacional méaxima

12.000 metros (39.370 pés)

Altitude maxima de operagao

3.050 metros (10.006 pés)

Tabela 43. Vibracdo maxima especificacdes

Vibracdo maxima

Especificacdes

Operacédo

0,21 grms, de 5 Hz a 500 Hz por 10 minutos (todas as orientagdes de operagéo)

Armazenamento

1,88 Gips, de 10 Hz a 500 Hz por 15 minutos (todos os seis lados testados)

Tabela 44. Especificacoes maximas de pulsos de choque

Pulsos de choque maximos

Especificactes

Operagéo Seis pulsos de choque aplicados consecutivamente nos eixos X, y € z positivos e
negativos de 6 G por até 11 ms
Armazenamento Seis pulsos de choque aplicados consecutivamente nos eixos X, y e z positivos e

negativos (um pulso de cada lado do sistema) de 71 G por até 2 ms
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Especificacdes de contaminac&o gasosa e por particulas

A tabela a seguir define as limitagdes para ajudar a evitar qualquer dano ou falha nos equipamentos por contaminagdo gasosa ou por
particulados. Se os niveis de contaminagdo gasosa ou por particulados ultrapassarem as limitagdes especificados e resultarem em danos
ou falhas ao equipamento, pode ser que vocé precise corrigir as condigdes ambientais. A corregcdo das condigdes ambientais € de

responsabilidade do cliente.

Tabela 45. Especificacdes de contaminacao por particulas

Contaminacéo por particulas

Especificacoes

Filtragem do ar

Filtragem de ar para data center como definido pela ISO Classe 8 conforme
a ISO 14644-1 com limite superior de confianga de 95%

@ NOTA: Essa condig&o aplica-se apenas a ambientes de data center.
Os requisitos de filtragem de ar n&o se aplicam a equipamento de Tl
projetado para ser usado fora de um data center, em ambientes como
escritorios ou fabricas.

@ NOTA: O ar que entra no data center precisa ter filtragem MERV11 ou
MERV13.

Poeira condutiva

O ar precisa estar livre de poeira condutiva, limalha de zinco ou outras
particulas condutivas

@ NOTA: Esta condic&o se aplica tanto a ambientes de data center como
a ambientes que ndo sejam de data center.

Poeira corrosiva

e O ar precisa estar livre de poeira corrosiva

e A poeira residual presente no ar precisa ter um ponto de deliquescéncia
menor que 60% de umidade relativa

@ NOTA: Esta condic&o se aplica tanto a ambientes de data center como

a ambientes que ndo sejam de data center.

Data center de borda de servico direto ou gabinete
(vedado, ambiente de loop fechado)

A filtragem n&o € necessaria em gabinetes que seréo abertos 6 vezes ou

menos em um ano. Caso contrério, a filtragem de ar de Classe 8 definida na

ISO 1466-1 é necesséria, conforme descrito acima

@ NOTA: Em ambientes que normalmente estejam acima da Classe G1de
ISA-71 ou que apresentam problemas conhecidos, filtros especiais talvez
sejam necessarios.

Tabela 46. Especificac6es de contaminacédo gasosa

Contaminacido gasosa

Especificacoes

Taxa de corrosdo do cupom de cobre

< 300 A/més para a Classe G1 conforme definido pela ANSI/ISA71.04-2013

Taxa de corrosdo do cupom de prata

<200 A/més conforme definido pela ANSI/ISA71.04-2013

Matriz de restricao térmica

Tabela 47. Matriz de processador e dissipador de calor

Dissipador de calor TDP do processador
HSK STD <185 W
HSK HPR Tipo L 195 Wa 250 W
HSK VHPR Tipo L >270 W
Tabela 48. Referéncia de rétulo
Rétulo Descricdo
HPR Alto desempenho
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Tabela 48. Referéncia de rétulo (continuacao)

Rétulo Descricao

VHPR Desempenho muito alto
HSK Dissipador de calor

LP Baixo perfil

FH Altura completa

@ NOTA: A temperatura ambiente da configuragéo é determinada pelo componente critico nessa configuragdo. Por exemplo, se a
temperatura ambiente suportada pelo processador for de 35 ©C (95 ©F), a do DIMM for de 35 ©C (95 ©F) e a da GPU for de 30 °C
(86 °F), a configuragdo combinada s6 suportara 30 °C (86 °F).

Tabela 49. Matriz de restricdo térmica para configuracées de refrigeracéo a ar

16
unidade
24 1 5% poie w | 16 | 8
unidade 'adaps + unidades unidad | unidad 8 x
. ~ sNVMe | 9 24 unidades SAS de es SAS | es SAS
Configuracédo 8 de 2,5 EDSFF
de . 2,5 polegadas de de 2,5
unidade polegada E3.S
2,5 pole s NVMe s NVMe 2,5 pol | polega
gadas de egadas das
2,5 pole
gadas
2
unida 4
Sem des | unidade Sem Sem
Sem Sem unidad | SAS/ s Sem unidad unidad Sem
Armazenamento traseiro unidade | unidade e NVMe | traseira | unidade e e unidade
traseira | traseira | traseir de s traseira traseira traseir | traseira
a 2,5 po | EDSFF a
legada| E3.S
s
Centro max. Temperatura ambiente
S'éulfude TDP | deT-Case
(°C)
35 °C 35 °C 450C | 35°C | 35°C 35 °C 45 °C 45°0C [ 35°C (95
6416H 165 W 82 (95 °F) | (95°F) | (M3 °F | (95 (95 °F) | (95 °F) | (M3 °F) | (N3 °F) OF)
) °F)
35 °C 35 °C 40°C | 35°C | 35°C 35 °C 40 °C 40°C [35°C (95
6418H 185 W 81 (95°F) | (95 °F) (104 (95 (95°F) | (95°F) (104 (104 OF)
OF) OF) OF) OF)
35 °C 35 °C 40°C | 35°C | 3d5°C 35 °C 40 °C 40°C [35°C (95
6434H 195 W 64 (95°F) | (95 °F) (104 (95 (95°F) | (95°F) (104 (104 OF)
OF) OF) OF) OF)
35 °C 35°C | 35°C | 35°C 35 °C 35 °C
35 °C 35 °C 35 °C (95
6448H 250 W 83 95 °F 95 95 95 OF 95 oF 95 OF
@508y | 95°P) | ¢ s ( s (95 °F) | gz opy | (95 °F) | (95°F) | ™ o)
35 °C 35°C | 35°C | 3d5°C 35 °C 35 °C
35 °C 35 °C 35°C (95
8450H" 250 W 76 95 °F 95 95 95 OF 95 OF 95 OF
(95 o,:) ( ) E)F) E)F) ( ) (95 OF) ( ) ( ) OF)
35 °C 35°C | 35°C | 35°C 35 °C 35 °C
35 °C 35 °C 35°C (95
8444H' 270 W 72 95 °F 95 95 95 oF 95 oF 95 OF
35 °C 35°C | 35°C | 35°C 35 °C 35 °C
35 °C 35 °C 35 °C (95
8454H" 270 W 71 95 °F 95 95 95 oF 95 oF 95 oF
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Tabela 49. Matriz de restricdo térmica para configuracées de refrigeracéo a ar (continuacao)

16
unidade
24 |5 fe 16 16 8
unidade | <r=.P2"° unidades | unidad | unidad 8 x
. x sNVMe | 9 24 unidades SAS de es SAS | es SAS
Configuracédo de 8 2 5 polegadas de 2,5 de de 2.5 EDSFF
unidade »9 poleg polegada 4 E3.S
2,5 pole s NVMe s NVMe 2,5 pol | polega
gadas de egadas das
2,5 pole
gadas
2
unida 4
Sem des | unidade Sem Sem
Sem Sem unidad | SAS/ s Sem unidad unidad Sem
Armazenamento traseiro unidade | unidade e NVMe | traseira | unidade e e unidade
traseira | traseira | traseir de s traseira traseira traseir | traseira
a 2,5 po | EDSFF a
legada| E3.S
s
30 °C 30 °C 30°C | 30°C | 30°C 35 °C 35 °C 350°C [35°C (95
8460H! 330 W 76 (B6COF) | (86°F) | (86° | (86° | (B6CF) | (95°F) | (95 °F) | (95 °F) OF)
F) F
30 °C 30 °C 30°C | 30°C | 30°C 35 °C 35 °C 350C [35°C (95
8468H! 330 W 77 (B6OF) | (B6°F) | (86° | (86° | (868°F) | (95°F) | (95°F) | (95 °F) OF)
F F
30 °C 30 °C 30°C | 30°C | 30°C 35 °C 35 °C 35°C [ 35°C (95
8490H! 350 W 79 (B6OF) | (B6°F) | (86° | (86° | (868°F) | (95°F) | (95°F) | (95 °F) OF)
F F
Memoria Temperatura ambiente
35 °C 35 °C 35°C | 35°C | 35°C 35 °C 35 °C 35°C [35°C (95
RDIMM de 256 GB (95 °F) | (95 °F) (95 (95 (95°F) | (95 °F) | (95 °F) | (95 °F) OF)
OF) OF)
35 °C 35 °C 35°C | 35°C | 35°C 35 °C 35 °C 350C [35°C (95
RDIMM de 128 GB (95 °F) | (95 °F) (95 (95 (95°F) | (95 °F) | (95 °F) | (95 °F) OF)
OF) OF)
RDIMM' de 96 GB 35 °C 35 °C 35°C | 35°C | 35°C 35 °C 35 °C 350C [35°C (95
(95°F) | (95 °F) (95 (95 (95 °F) | (95 °F) | (95 °F) | (95 °F) OF)
OF) OF)
RDIMM de 64 GB N/D*
RDIMM de 32 GB N/D*
RDIMM de 16 GB N/D*

®| NOTA: As placas de prote¢éo de DIMM devem ser instaladas nos slots DIMM vazios.

®| NOTA: *A memoria tem as mesmas restricdes térmicas do processador utilizado.

®| NOTA: ' Somente os processadores listados acima s&o compativeis com RDIMM de 96 GB.
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Tabela 50. Matriz de restricdo térmica para configuracdes de Refrigeracao a liquido direta

16
unidades
24 SAS de 16 16 8
unidade | 2,5 pole ] unidades unidad | unidad 8 x
Configuracio s NcYeMe gadaas + 24 gn&d:jg;iﬁi de de 2,5 esj‘;AS %seSZAss EDSEF
2,5 pole | unidades Zo:fg:ndea 2,5 pol | polega E3.S
gadas | NVMe de egadas das
2,5 pole
gadas
2 4
Sem un:;ad unidad Sem Sem
Sem Sem unidad SAS/ es Sem unidad | unidad Sem
Armazenamento traseiro unidade | unidade e NVMe traseir | unidade e e unidade
traseira | traseira | traseir de as traseira | traseir | traseir | traseira
a 2 5 pol EDSFF a a
W PO Ez g
egadas
SKUs Centro max. Temperatura ambiente
de CPU TDP de T-Case
(°C)
35 °C 35 °C 450C | 35°C | 35°C |35°C (95| 45°C | 45°C 35 °C
6416H 165 W 82 (95°F) | (95°F) | M3 °F | (95 °F) | (95 °F) °F) M3 °F) | M3 °F) | (95 °F)
)
35 °C 35 °C 450C | 35°C | 35°C |35°C (95| 45°C | 45°C 35 °C
6418H 185 W 81 (95°F) | (95°F) | M3 °F | (95 °F) | (95 °F) °F) M3 °F) | M3 °F) | (95 °F)
)

35 °C 35 °C 450C | 35°C | 35°C |35°C (95| 45°C | 45°C 35 °C
6434H 195 W 64 (95°F) | (95°F) | M3 °F | (95 °F) | (95 °F) °F) M3 °F) | M3 °F) | (95 °F)
)

45 °C 35 °C 450C | 45°C
35 °C 35 °C ° 35 °C ° 35°C (95 o ° 35 °C
6448H 250 W 83 (95 °F) | (95 oF) (113; F (95 °F) (95 °F) oF) (M3 °F) | (M3 °F) (95 °F)
45 °C 35°C 450C | 45°C
35 °C 35 °C 35 °C 35°C (95 35 °C
1 o o o [e}
8450H 250 W 76 (95 °F) | (95 oF) (11?; F (95 °F) (95 °F) oF) (M3 °F) | (113 °F) (95 °F)
45 °C 35 °C 450C | 45°C
35 °C 35 °C 35 °C 35°C (95 35 °C
1 (o) (o) o o
8444H 270 W 72 (95 °F) | (95 oF) (11?; F (95 °F) (95 °F) oF) (M3 °F) | (13 °F) (95 °F)
45 °C 35 °C 450C | 45°C
35 °C 35 °C 35 °C 35 °C (95 35 °C
1 (o) o o (o)
8454H 270 W 71 (95 °F) | (95 °F) (113) F (95 °F) (95 °F) oF) (M3 °F) | (13 °F) (95 °F)
35 °C 35 °C 450C | 35°C | 35°C |35°C (95| 45°C | 45°C 35 °C
8460H! 330 W 76 (95°F) | (95°F) | M3 °F | (95 °F) | (95 °F) °F) M3 °F) | M3 °F) | (95 °F)
)

35 °C 35 °C 450C | 35°C | 35°C |35°C (95| 45°C | 45°C 35 °C
8468H" 330 W 77 (95°F) | (95°F) | M3 °F | (95 °F) | (95 °F) °F) M3 °F) | M3 °F) | (95 °F)
)

35 °C 35 °C 450C | 35°C | 35°C | 35°C (95| 45°C | 45°C 35 °C
8490H" 350 W 79 (95 °F) | (95 °F) | (M3 °F | (95 °F) | (95 ©F) °F) (M3°F) | (M3 °F) | (95°F)
)

Memoéria Temperatura ambiente
35 °C 35 °C 350C | 35°C | 35°C |35°C (95| 3b°C | 3b°C 35 °C
RDIMM de 256 GB (95 °F) | (95 °F) [(95°F) | (95 °F) [ (95 °F) OF) (95 °F) | (95 °F) | (95 °F)
35 °C 35 °C 350C | 35°C | 35°C |35°C (95| 35°C | 35°C 35 °C
RDIMM de 128 GB (95°F) | (95°F) (95 °F) | (95 °F) | (95 °F) °F) (95 °F) | (95 °F) | (95 °F)
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Tabela 50. Matriz de restricdo térmica para configuracdes de Refrigeracdo a liquido direta (continuacao)

16
unidades
24 SAS de 16 16 8
unidade | 2,5 pole ] unidades unidad | unidad 8 x
Configuracéo s NcYeMe gad8as + 24 gn&d:ﬁg;iﬁi de de 2,5 esj‘;AS %seSZASS EDSEF
2,5 pole | unidades 20:‘?3;?: 2,5 pol | polega E3.S
gadas | NVMe de egadas das
2,5 pole
gadas
2 4
Sem un:;ad unidad Sem Sem
Sem Sem unidad SAS/ es Sem unidad | unidad Sem
Armazenamento traseiro unidade | unidade e NVMe traseir | unidade e e unidade
traseira | traseira | traseir de as traseira | traseir | traseir | traseira
a 2,5 pol EIIEJ?SSgF a a
egadas )
35 °C 35 °C 350C | 35°C | 35°C |35°C (95| 35°C | 35°C 35 °C
1
RDIMM" de 96 GB (95 °F) | (95 °F) [(95°F) | (95 °F) [ (95 °F) OF) (95 °F) | (95 °F) | (95 °F)
RDIMM de 64 GB N/D*
RDIMM de 32 GB N/D*
RDIMM de 16 GB N/D*

®| NOTA: As placas de prote¢éo de DIMM devem ser instaladas nos slots DIMM vazios.

®| NOTA: *A memoria tem as mesmas restricdes térmicas do processador utilizado.

®| NOTA: ' Somente os processadores listados acima s&o compativeis com RDIMM de 96 GB.

Restricdes de ar térmico

Tabela 51. Restricdo térmica da refrigeracdo a ar para configuracdes de armazenamento com 24 NVMe de
2,5 polegadas/16 NVMe de 2,5 polegadas + 8 NVMe/16 NVMe

ASHRAE A2/35 °C (95 °F)

A3/40 °C (104 °F)

A4/45 °C (113 °F)

Processador

CPUs = 330 W nado sdo compativeis.

Méaximo de 30 ©C para CPU = 330 W

CPUs <195 W sao compativeis.

Apenas 165 W sdo compativeis.

reduzido.

PSU Duas PSUs sao necessérias no modo redundante. Se houver falha de PSU, o desempenho do sistema poderéa ser

Placa PCle | Placas de periféricos n&do qualificadas pela Dell e placas de periféricos com poténcia acima de 25 W n&o sdo compativeis.

GPU/FPGA | N&o compativel

DIMM

apenas com 1DPC

RDIMMs de 256 GB s&o compativeis

Mé&ximo de 35 ©C para RDIMM de 128 GB
ou RDIMMs de maior capacidade

Nao hé suporte para DIMMSs de capacidade de 128 GB ou superior.

Armazenam | O armazenamento NVMe de
ento NVMe | 2,5 polegadas é compativel.

O armazenamento NVMe de 2,5 polegadas ndo & compativel.

compativel

OCP O nivel de refrigeracdo OCP >5 é

O nivel de refrigeracdo OCP >5 nao é compativel

E necessario um cabo dptico ativo de 85 °C
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Tabela 51. Restricdo térmica da refrigeracao a ar para configuracdes de armazenamento com 24 NVMe de

2,5 polegadas/16 NVMe de 2,5 polegadas + 8 NVMe/16 NVMe (continuacdo)

ASHRAE

A2/35 °C (95 °F)

A3/40 °C (104 °F)

| 4745 °c (113 °F)

BOSS

Compativel com BOSS-NT1.

O BOSS-N1nao é compativel.

Tabela 52. Restricdo térmica de configuracdes de refrigeracao a ar para configuracdao de armazenamento de 8

unidades de 2,5 polegadas/16 unidades de 2,5 polegadas

ASHRAE A2/35 °C (95 °F) A3/40 °C (104 °F) A4/45 °C (113 °F)
Processador CPUs = 330 W néo sdo compativeis. CPUs < 195 W sao compativeis. | Apenas 165 W s8o compativeis.
Méximo de 30 °C para CPU = 330 W
PSU Duas PSUs s&o necessarias no modo redundante. Se houver falha de PSU, o desempenho do sistema podera ser
reduzido.
Placa PCle | Placas de periféricos n&o qualificadas pela Dell e placas de periféricos com poténcia acima de 25 W n&o sdo compativeis.
GPU/FPGA | Nao compativel
DIMM RDIMMs de 256 GB s&o compativeis Né&o hé suporte para DIMMs de capacidade de 128 GB ou superior.
apenas com 1DPC
Méaximo de 35 ©C para RDIMM de 128 GB
ou RDIMMs de maior capacidade
Armazenam | O armazenamento NVMe de 2,5 polegadas n&o é compativel.
ento NVMe
ocP O nivel (,je refrigeragdo OCP >5 & O nivel de refrigeragdo OCP >5 ndo é compativel
compativel
E necessario um cabo dptico ativo de 85 °C
BOSS Compativel com BOSS-N1. O BOSS-N1 néo é compativel.
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Apéndice B. Conformidade a normas

O sistema estad em conformidade com as normas do setor a seguir.

Tabela 53. Documentos padrao do setor

Norma

URL para informacdes e especificacdes

ACPIEspecificagdo de configuragdo avangada e interface de
alimentacéo, v6.4

ACPI

Ethernet Padrao IEEE 802.3-2022

Padrdes IEEE

MSFT WHQL Microsoft Windows Hardware Quality Labs

Programa de compatibilidade de hardware do Windows

IPMI Intelligent Platform Management Interface, v2.0

IPMI

Meméria DDRS5 Especificagdes da SDRAM DDR5

Padroes JEDEC

PCI Express Especificagéo basica do PCI Express, v5.0

Especificagdes PCle

PMBus Especifica¢do do protocolo de gerenciamento de sistema
de energia, v1.2

Especificagéo do protocolo de gerenciamento de sistema de
energia

SAS Serial Attached SCSI, 3 (SAS-3) (T10/INCITS 519)

Interfaces de armazenamento do SCSI

SATA Rev. Serial ATA. 3,3 SATA IO

SMBIOS Especificagéo de referéncia do BIOS de gerenciamento | DMTF SMBIOS

de sistema, v3.3.0

TPM Especificagéo do Trusted Platform Module, v1.2 e v2.0 Especificagdes do TPM

UEFI Especificagdo da Unified Extensible Firmware Interface, v2.7

PI Especificag&o de inicializag&o da plataforma, v1.7

Especificagdes da UEF!

USB Barramento Serial Universal v2.0 e SuperSpeed v3.0 (USB 3.1
de 19 geracgéo)

USB Implementers Forum, Inc. USB

NVMe Especificagéo basica. Revisédo 2.0c

NVMe Especificagdes do conjunto de comandos

1. NVM Express Especificagdo do conjunto de comandos do
NVM. Revis&o 1.1c

2. Conjunto de comandos do NVM Express Zoned Namespaces.
Revis&o 1.0c

3. Conjunto de comandos do NVM Express® Key Value. Revisdo
1.0c

NVMe Especificagdes de transporte

1. Transporte do NVM Express sobre PCle. Revis&o 1.0c
2. Revisao do transporte do NVM Express RDMA. 1.0b
8. Transporte TCP do NVM Express. Revisdo 1.0c

NVMe Interface de gerenciamento do NVM Express. Revisdo 1.2¢c

NVMe Especificagéo de inicializagdo do NVMe. Revisdo 1.0

NVMe
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https://uefi.org/specsandtesttools
https://standards.ieee.org/
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/compatibility/whcp-specifications-policies
https://www.jedec.org/standards-documents/docs/jesd79-5b
https://www.jedec.org/standards-documents/results/jesd79-4
https://pcisig.com/specifications?field_technology_value%5B%5D=express&speclib=
https://pmbus.org/Assets/PDFS/Public/PMBus_Specification_Part_I_Rev_1-1_20070205.pdf
https://www.t10.org/
https://www.sata-io.org/
HTTPS://WWW.DMTF.ORG/DSP/DSP0134
https://www.trustedcomputinggroup.org/
https://www.uefi.org/specifications
HTTPS://USB.ORG/DOCUMENTS
HTTPS://NVMEXPRESS.ORG/SPECIFICATIONS/
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Tabela 54. Recursos adicionais

Recurso

Descricdo do contelido

Local

Manual de instalag&o e servigo

Este manual, disponivel em formato PDF,
mostra as seguintes informagdes:

Recursos do chassi

Programa de configuragéo do sistema
Caddigos indicadores do sistema

BIOS do sistema

Procedimentos de remogéo e
substituicdo

Diagnéstico

Jumpers e conectores

Dell.com/Support/Manuals

Guia de introdugao

Este guia é fornecido com o sistema e
também est4 disponivel em formato PDF.
Este guia mostra as seguintes informacgdes:

e FEtapas de configurago inicial

Dell.com/Support/Manuals

Guia de instalagdo em rack

Este documento acompanha os kits de rack
e mostra instrugdes para a instalagdo de um
servidor em um rack.

Dell.com/Support/Manuals

Etiqueta de informagdes do sistema

A etiqueta de informagdes do sistema
documenta o layout da placa de sistema
e as configuragdes de jumper do sistema.
O texto & minimo devido a limitagdes de
espago e consideragdes de tradugéo. O
tamanho da etiqueta é padronizado nas
plataformas.

Dentro da tampa do chassi do sistema

QRL - Quick Resource Locator (Localizador
répido de recursos)

Esse codigo no chassi pode ser digitalizado
por um aplicativo de telefone para acessar
informacoes e recursos adicionais para

o servidor, incluindo videos, material de
referéncia, informagdes da etiqueta de
servigco e informagdes de contato de Dell.

Dentro da tampa do chassi do sistema

Enterprise Infrastructure Planning Tool
(EIPT)

O Dell EIPT on-line permite obter
estimativas mais faceis e significativas

para ajuda-lo a determinar a configuracdo
mais eficiente possivel. Use o EIPT

para calcular o consumo de energia do
hardware, da infraestrutura de energia e do
armazenamento.

Dell.com/calc
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https://WWW.DELL.COM/SUPPORT/MANUALS
https://WWW.DELL.COM/SUPPORT/MANUALS
https://WWW.DELL.COM/SUPPORT/MANUALS
https://WWW.DELL.COM/CALC
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